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Marica, 11 de setembro de 2023.

A Diretoria Operacional Administrativa e Financas

Comunico que a empresa ER BARCELOS LTDA com o CNPJ n’
40.498.432/0001-99 classificada em primeiro lugar no processo licitatorio do pregdo
presencial 21/2023 ndo entregou no prazo estipulado para amostras, conforme item 25 —
DAS AMOSTRAS do termo de referéncia. os equipamentos dos itens LOTE 3- ltem

3.1 — Estabilizadores de tensios;

Cordialmente,

c_ -
Celso Ricardo Fernandes dos Santos
Mat. 5001

Assessoria da Presidéncia - TI
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ASSUNTO: Parecer sobre analise de amostras do LOTE 1 — Item 1.1. - Estac¢do de trabalho
basico '

Prezada Senhora Pregoeira,

Apbs a realizagdo de analise do equipamento disponibilizado no dia 04 de setembro de 2023,
pelo licitante vencedor do LOTE 1 ITEM 1.1 — KM CONSULTORIA, REPRESENTACOES E
PRODUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado com o CNPJ n? 20.748.820/0001-73. Em
face de requisito necessario ao Processo ne 3722/2022 ocorrido por meio do pregdo presencial
21/2023 apuramos o seguinte:

Referente ao LOTE 1 - Item 1.1 —- Estacdo de trabalho basico

Modelo apresentado: equipamento de montagem propria

1. Anélise de conformidade com as especificacbes

- Néo

atende

as

| especificagdes.

N3o serdo admitidos configuragdes, ajuste ou
alteracdes que impliquem no funcionamento
fora as condigdes normais recomendadas pelo
fabricante do equipamento, tais como: X
alteracdes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de memodria, uso de
drivers ndo homologados, etc.

Geral

o

Deverd possuir chipset do mesmo fabricante do X
processador.

Suportar ACPI (Advanced Configuration and
Power Interface), com controle automatico de X
rotagdo do ventilador da CPU.

Devera possuir, integrado a placa-mde do
computador (on-board), sem adaptacdes,
subsistema de seguranga TPM (Trusted
Platform Module) compativel com a norma X
Placa Mie TPM Specification Version 2.0 ou superior
especificada pelo TCG (Trusted Computing
Group).

Suportar Boot por pen drive ou drive X
conectado ao USB.

Suportar autenticagao IEEE 802.1x nas
interfaces de rede integradas para autenticagao X
na rede corporativa, mesmo que 0 sistema

operacional nio tenha sido inicializado.

A placa-mie fornecida devera ser totalmente ' X
compativel com o processador ofertado Vi
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Possuir interface de disco rigido padrio SATA
I1I de 6GB/s, ou versio superior, integrada e

compativel com os petiféricos adiante X
especificados.

Atualizacio corretiva da BIOS, através de
software proprio do fabricante (publicagées no X
site) ou homologado por ele

Compativel com o padrao Plug & Play

Suportar SMBIOS (Systens Management BIOS) na
versdo 2.3 ou superior.

BIOS portugués ou inglés, em conformidade
com a especificagio UEFI 2.1

(http:/ /www.uefi.org), e capturavel pela
aplicagdo de inventario. O fabricante deverd

possuir compatibilidade com o padrio UEFI X
comprovada através do site

http:// www.uefi.org/members, na categoria
membros

BIOS

Suporte 4 tecnologia de previsao €
contingenciamento de falhas de disco tigido X
S.M.A.R.T habilitada

Possuir fungio de registro de numero de série x
da placa-mae com leitura remota

Deve possuit sistema integrado de diagnostico
que permita verificar a satde do sistema, bem
como diagnéstico na BIOS em modo grafico
em dois modos (simples e avangado), capaz de
verificar os seguintes itens: Slots PCI FREL X
Express; Saidas de video; Unidades de
Armazenamento; Boot do sistema operacional;
Funcionalidade de portas USB; Sistema de
ventilacio; processador € Memoria RAM

Possui ferramenta que possibilita realizar a
formatacio definitiva dos dispositivos de X
armazenamento conectados a0 equipamento

Deve possuir arquitetura x80, 64 (sessenta € X
quarto) bits

Processador

Deve possuit TDP (Thermal Design Paower —
quantidade de poténcia que O sistema de X
resfriamento do processadot deve ser capaz de
dissipar) de, no méaximo, 65 W

Possuir instrucdes AES (Advanced Encyption X
Standard) integradas ao processador

Possuir instrugoes SSE (Streaming SIMD
Extensions), versao SSSE4, e AVX (Intel X
Advanced VVector Extensions) /

Fa el
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Deve ser de geragio disponivel pelo fabricante
do processador no mercado nacional, com

processo de fabricagao vigente, nao podendo X
estar em descontinuidade

Possuir no minimo 04 nucleos e 8 threads X

Possuir clock basico de 3.6GHz e clock max de
43GHz X

Possuir memaria cache de no minimo 6 mb X

08 (oito) Gigabytes de meméria RAM — DDR-
Memoéria RAM | 5 com no minimo 4.800 Mhz, ou superior, X
configurados no modo dual channel ou superior

Tipo SSD com capacidade minima de 1 Th X

Unidade de
anna;eAn;;n ento | ~ o exio SATA III, de 6 GB/s, ou superior X
Velocidade de leitura minima de 500MBs e x

gravacio minima de 350MBs

01 (uma) controladora de Rede, integrada a
placa mae com velocidade de 10/100/1000
Mbits/s, padroes Ethernet, Fast-Ethernet ¢
Interfaces de Gigabit Ethernet, antosense, full-duplex, plug- and- X
Comunicagdo | play, configurivel totalmente pot softwate, com
conector padrio RJ-45 e fungio wake-on-lan em
funcionamento e suporte a multiplas VLANS
(802.1q e 802.1x)

No minimo 6 (seis) interfaces USB 3.0 ou

superior, com possibilidade de desativagao das X
Interfaces portas atraves da BIOS do sistema

Nio serdo aceitas interfaces adaptadas com

dispositivo USB, cartdes externos tipo X

PCMCIA ou Express Card

Controladora de som com conectores de saida
e microfone na parte traseira do gabinete e com
suporte para conexoes de saida e microfone na
parte frontal do gabinete, ou alternativamente,
Audio 1 (um) conector universal combo frontal, X
contemplando ambas fungoes, € 01 (um)
conector de saida na parte traseira do
equipamento

Video Controlador de Video On Board X . Y




SOMAR

0 MascA

AURSCPAL DE.

02 (duas) interface de saida de video HDMI,
sendo aceita adaptadores externo no caso de
porta DisplayPort ou mini DisplayPort. Neste
segundo caso o adaptador devera ser fornecido
junto com o equipamento

X

¥

O equipamento deve ter capacidade para
funcionar com 2 (dois) monitores de video,
simultaneamente

Gabinete

Sistema de ventilacdo dimensionado para a
perfeita refrigeragdo dos componentes internos,
operando em sua capacidade maxima, pelo
periodo de dez horas didrias consecutivas em
ambiente nio refrigerado

Cor preta, cinza, prata ou combinagao dessas

Botio liga/desliga ¢ indicadores de atividade da
unidade de disco rigido e do computador ligado
(power-on) na parte frontal do gabinete

Acabamento interno composto de superficies
nao cortantes

Kit trava de seguranga para impedir a abertura
n3o autorizada do equipamento, bem como
evitar a remogcio do equipamento da estagao de

trabalho

Alimentagio

Fonte de alimentagio tipo ATX 300 watts real,
cotrente alternada com tensdes de entrada de
115~230VAC 6-3A 47~63Hz, com ajuste
automatico, suficiente para suportar todos 0s
dispositivos internos na configuragio maxima
admitida pelo equipamento (placa principal,
interfaces, discos, memorias e demais
periféricos) e que implemente PFC (Power Factor
Corvection) ativo com eficiéncia igual ou superior

a 85% (PFC 80+)

Deverao ser fornecidos cabos de energia com
plugues atendendo a nova padroniza¢io
brasileira para tomadas e plugues elétricos
(norma NBR 14136). Neste caso, a contratada
deverd entregar 0s respectivos adaptadores,
objetivando ativagio de todos os equipamentos
em tomadas de modelo antigas (2P+T)

Teclado

Cortrespondente com o padrao ABNT II

O funcionamento devera ser petfeito quando o
sistema operacional estiver configurado para o
Teclado Brasileiro padrao ABNT 11

Presenca de, no minimo, doze teclas de
fungdes (F1-F12) situadas na porgao superior
do teclado, com acionamento feito de forma
direta, ou seja, sem ser por meio de
combinacio de teclas
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Impressio das teclas do tipo permanente, 130
podendo apresentar desgaste por abrasao ou
uso prolongado

Teclas Windows logo (acesso a0 menu iniciar)
e aplicagio (acesso a0 menu'de atalhos:
equivalente a0 botio direito do mouse)

Dois botoes e “scroll wheel”, formato
ergondmico e ambidestro (simétrico).

Tecnologia dptica (sem esfera).

Mouse Optico

Resolucio de 1000 dpi ou supetior.

Devera ser da mesma cor predominante do
gabinete do equipamento.

Poderi ser de outra matca, desde que
homologada pelo fabricante do equipamento

Plug-and-play compativel com Windows 11
Professional

Adequagio as
politicas e
normas de

seguranga e
ergonomia

O equipamento deve seguir a diretiva de RoHs
(Restriction of Hazardons Substances) em seu
processo de fabricagao. A exigéncia visa a
restricio de uso de substincias nocivas no
processo de fabricagio dos equipamentos

Os equipamentos ofertados (Marca ¢ Modelo)
nio deverdo estar em processo de
descontinuidade e ndo deverdo set
descontinuados até 60 (sessenta) dias apos a
data da abertura do certame. A licitante deverd
apresentar declaragdo do fabricante como
comprovagao

‘Compatibilidade

Deve ser de responsabilidade da Contratada a
entrega de todos os drivers de dispositivos de
hardware instalados nos equipamentos,
especificamente para o sistema operacional
exigido, sendo dispensada a entrega dos drivers
que estejam incluidos no pacote do referido
sistema operacional

Acessorios

Devera ser entregue todos cabos, e conectores
necessirios ao funcionamento do equipamento

|

Monitor

Monitor LCD com retroiluminagio LED - 21"
ou supetiot;

Resolugio minima: 1920 x 1080;

Voltagem Bivolt




SOMAR

. Y 1 -
W PROCESSO N#:0 322 [0
DATA DE miqio.ﬂ«; (a2 Iz

RUBRICA:__( FLS: 1022

RTTARGARA MUNICIAL D SERVICOS E OBRAS DE MARCA

Possuir 1 Fonte de Alimentagao, 1 Cabo
HDMI, 1 Manual do usuario

Os equipamentos deverdo ser entregues com a
licenca do sistema operacional Microsoft
Sistema Windows 11 Professional 64 bits OEM no
operacional Idioma Portugués do Brasil. A contratante X
poderi solicitar a Microsoft verificagio da
autenticidade do software
Os equipamentos deverdo ser entregues com a
licenca do pacote Office 2019 ou supetior no
Suite Office Idioma Portugués do Brasil. A contratante X
poderi solicitar a Microsoft verificacao da
autenticidade do software
Os equipamentos deverdo possuit antivirus
endpoint e com servigo de monitoramento,
Antivirus manutencio e resposta a incidentes com X
tecnologia EDR (Endpoint Detection and
Response)

RESULTADO: ITEM APROVADO

O equipamento ofertado é superior ao solicitado. O processador apresenta 12mb de meméria
cache, acima do solicitado de 6 mb. No item armazenamento foi apresentado superior ao
solicitado, o item apresentado possui 1tb com 3.500 mb/s de leitura e 2.100 mb/s de gravagdo e
o solicitado foi leitura de 500 mb/s e gravagao de 350 mb/s.

Foi apresentado os seguintes softwares:

e Sistema Operacional Windows 11 pro;
e Suite Office 2021 ESD PRO PLUS;
e Antivirus Kapersky Endpoint Security.

Ap6s checagem fisica e técnica com uso do manual (em anexo), o equipamento apresentado
ATENDE a todos 0s requisitos tecnicos minimos exigidos no Termo de Referéncia.

Cordialmente, 6/\/

Celso Ricax@o
Mat: 500.159
Tecnologia da Informagdo

Nome: €€Z2 80 Nome:
Matricula: Gboqqﬂo) Matricula:

A
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Caracteristicas Especificacoes Suporte

Galeria de Imagens Compre

Chipset Intel@ 8760

g ¥

O Lista de Comparativos

Soguete LGA1700: suporte para

R

processadores Intel ® Core™,
Pentium ® Gold e Celeron © de 13°

. CPU e 122 geragao ”
2. O cache L3 varia com a CPU
* Consulte a "Lista de suporte de CPU"
para obter mais informacoes.
chipset 1. Chipset Intel® B Express
meméoria

ik

3

Suporte para DDR5 7600(0C) /
7400(0C) / 7200(0C) / 7000(0C) /
6800(0C) / 6600(0C) / 6400(0C) /
6200(0C) / 6000(0OC) / 5800(
Modulos de meméria OC) /
5600(0C) / 5400(0C) / 5200(0C) /
4800 / 4000 MT/s

. 4 soquetes DDR5 DIMM com

suporte para até 192 GB (48 GB de

capacidade DIMM unica) de

memoria do sistema \Q
Arquitetura de memoaria de canal s (f

I USa LaRied POt ez i eacd o sy malr penanblaadoos AURGIG, A el EL e Y & Laar A e o aow d seskien Sevone praca de ma infofubgoh i RreL aam

torte 13 Politlen e Prvastiote

https:Ilwww.glgabyte.convbr/MelherboardlB?SOM-AORUS-ELITE-rev—1 O/sphsp 17
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b. SUporte para modulos de memoria
Extreme Memory Profile (XMP)

(A configuragdo de CPU e memoria pode
afetar os tipos de memoria suportados,
taxa de dados (velocidade) e numero de
modulos DRAM, consulte "Lista de
suporte de memoria" para obter mais
informagdes.)

Comparar

Limpar tudo

Pracessador grafico integrado-Intel® HP
Graphics support:

1. 1 x porta HDMI, suportando uma
resolucdo maxima de 4096x2160 a
60 Hz
* Suporte para a versdo HDMI 2.0 e
Graficos HOGP 2.3
Onboard 2. 1 x DisplayPort, suportando uma
resolucdo maxima de 4096x2304 a
60 Hz
* Suporte para a verséo DisplayPort
1.2 e HDCP 2.3

(As especificagdes gréficas podem variar
dependendo do suporte da CPU.)

audio

1, CODEC de #U4° Realtek®

2. Audio de alta definigéo

3. 2/4/5.1/7.1-channel
* You can change the functionality of
an audio jack using the audio
software. To configure 7.1-channel
audio, access the audio software for
audio settings.

https://www.gigabyte.com/br/Motherboa rd/B760M-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp

)
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CPU:

1. 1 x PCI Express x16 slot, supporting
PCle 4.0 and running at x16
(PCIEX16)
* For optimum performance, if only
one PC| Express graphics card is to
be installed, be sure to install it in
Slots de the PCIEX16 slot.
Expanséao
Chipset:

1. 1 x PCI Express x16 slot, supporting
PCle 4.0 and running at x4
(PCIEX4)

Support for AMD CrossFireX™
technology

CPU:

1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key,
type 2280 PCle 4.0 x4/x2 SSD
support) (M2A_CPU)

Interface de Chipset:

Armazenamento 4 4, \| 2 connector (Socket 3, M key,
type 22110/2280 PCle 4.0 x4/x2
SSD support) (M2P_SB)
2. 4 x SATA 6Gb/s connectors

RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
support for SATA storage devices

Limpar tudo

usB Chipset:

hlips:l.'www.gigabyte.comlbr.’Motherboarde?GOM-AORUS-EL!T E-rev-10/sp#sp
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3.1 X USB 3.2 Gen 2 1lype-A part (red)
on the back panel

4.1 x USB 3.2 Gen 1 port on the back
panel

5.4 x USB 2.0/1.1 ports available
through the internal USB headers

Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:

1. 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 ports on
the back panel, 2 ports available
through the internal USB header)

Chipset+USB 2.0 Hub:

1.4 x USB 2.0/1.1 ports on the back
panel

Limpar tudo

Conectores
Internos /O

—

.1 x 24-pin ATX main power
connector

1 x 8-pin ATX 12V power connector

.1 x 4-pin ATX 12V power connector

. 1 x CPU fan header

3 x system fan headers

2 x addressable LED strip headers

.2 x RGB LED strip headers

.2 x M.2 Socket 3 connectors

.4 x SATA 6Gb/s connectors

.1 x front panel header

1 x front panel audio header

.1 x USB Type-C® header, with USB
3.2 Gen 2 support

.1 x USB 3.2 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 headers

2 x Thunderboit™ add-in card

o s v i e

- ),
NSO NOORON

- r o ]
oo W

br eravies, vt aonga Politien da Povencade

https://www.gigabyte _com/br/Motherboard/B760M-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp
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|

2U. 1 X Glear GMU'S jumper

1.1 x USB Type-C® port, with USB 3.2
- Gen 2x2 support
.1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red)
. 3x USB 3.2 Gen 1 ports
.4 x USB 2.0/1.1 ports
.1 x HDMI port
1 x DisplayPort
.1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
. 2 x audio jacks

Conectores
Painel Traseiro

©®E N O N

Controlador 10 1.iTE® I/O Controller Chip

. Voltage detection

. Temperature detection

. Fan speed detection

Water cooling flow rate detection

. Fan fail warning

. Fan speed control
* Whether the fan speed control
function is supported will depend on
the cooler you install.

Monitoramento
H/W

oI o1 IE IO e

“Use of licensed AMI UEFI BIOS
3. PnP 1.0a, DMi 2.7, WM 2.0, SM /
BIOS 2.7. ACPI 5.0 :

N

1. 1 x 256 Mbit flash
BIOS Q

E5ter wiles LS garakias pand lonec i vl £ wiry seieliar inai e aniliade s ropenavt £ LrAL PR i, R e LT T O G Wiy, S soek aredinal G muy BrRarpgaeh Gu prathan man
1 aak b, S e Pealirici g8 Powaridadee
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JLimpar tudo
EXCIUSIVAas =5 ; -
application may also vary depending
on motherboard specifications.
2. Support for Q-Flash
3. Support for Q-Flash Plus
1. Norton® Internet Security (OEM
Pacote de version)
Software 2. LAN bandwidth managemenit
software
Sistema 1. Suporte para Windows 11 de 64 bits
Operacional 2. Suporte para Windows 10 de 64 bits

1. Fator de Forma Micro ATX; 24,4 cm

Fator de forma « 24 4 cm

* Os termos e expressoes “HDMI", “HDMI High-Definition Multimedia

Interface” e “Trade dress da HDMI", e os logotipos da HDM! s&o marcas

comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Todos os materiais disponiveis sao

para referéncia simples. A GIGABYTE reserva o direito de modificar ou

revisar o contetudo a qualguer momento sem aviso pravio.

* Todas as marcas e logotipos séo de propriedade de seus proprietarios.

* Devido a arquitetura padréo do PG, uma quantidade de memoria &

reservada para uso do sistema, portantio o tamanho da memaoria é menor ‘9
do aue a guantidade de exibicao

Larsie usa cockas P00 Tertiggu) 4 VB sl AT OGO ARG, fd ufhil SRS, I & anestel emna uad il o S s St pren il M IARRAAEIES L e i)

aceiir coaktas, viits nosan Politive dy Prvecadsde
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Comparar

B760M AORUS ELITE (rev. 1.0) Especificagdes | Placas-mae - GIGABYTE Brasil

0 | Compare até 4 modelos nesta categoria de produto

SOBRE A GIGABYTE CONSUMIDOR
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Investidor
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@

(Portugués)

Placa-mae

Placa de video
Computador portatil
Monitor

computador
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computador

Componentes para
computador
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EMPREENDIMENTO SOLUGAO SERVICO DE
SUPORTE

Placa-miae do servidor  Solugdes de aplicativos

Suporte ao produto
Rack Server Solugdes da industria

Suporte on-line
GPU Server

Perguntas frequentes
High Density Server RECURSO

. garantia
Advanced Cooling Entendimento
ARM Server Caso de Sucesso
Storage Server Prémios
Edge Server Noticias
Tower Server / Eventos
Workstation
Computacdo Embebida

SIGA-NOS

® ® ©@

©2023 GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
Termos de uso | Privacidade | mapa do site
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NV2 PCle 4.0 NVMe SSD AT DE mrm WOIEE el
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Substantial performance upgrade in high ‘tapacity

Kingston's NV2 PCle 4.0 NVMe 55D is a substantial next-gen storage solution | y Gen 4x4 NVMe
powered by a Gen 4x4 NVMe controller. NV2 delivers read/write speeds ofup i PCle performance
to 3,500/2,800MB/s' with lower power requirements and lower heat to help
optimise your system's performance and deliver value without sacrifice. The
compact single-sided M.2 2280 (22x80mm) design expands storage by up to
4TB? while saving space for other components, making NV2 ideal for thinner
notebooks, small-form-factor (SFF) systems and DIY motherboards.

|
\ Ideal for laptops &
E small-form-factor PCs

» Capacities up to 4TB?

Available in capacities from 250GB - 4TB to give you all the space you need \
for applications, documents, photos, videos and more. } Y\

) (

more )}
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Fonte Gamer ATX KCAS 400W
80 Plus Full Range PFC Ativo
Aerocool

Céd.: 64901

DOWNLOADS

Manual, Fotos em alta, Banners...

DESCRICAO

Caracteristicas e detalhes do produto.

Compartilhe:

Gabinetes Cadeiras Fantes Coolers Seja Revenda Loja (7

DESCRICAQ ESPECIFICACOES GARANTIA DOWNLOADS

Corrente; 20A/20A/30A/0.4A/2.5A

Dimensdes: 150 x 86 x 140mm

Peso: 1.7Kg

Pinos: 1 Placa-mée 20+4/ 1x VGA 6+2/ 1x CPU 4+4/ 1x PCle/6x Sata/ 3x Pata/ 1x FDD
Poténcia: 400W

Tensdo Entrada: 115¥230VAC 6-3A 47763Hz

Tensao Saida; +3.3V/ABV/H12V/-12V/5VEB

Ventitadores: 12cm

Informacéo adicional:

. Compativel com ATX12V Ver.2.3.

. Até BO% + eficiéncia com certificado oficial White 80Plus

. Comprimento do cabo de 20 + 4P e CPU 4 + 4P até 550 mm - facil alcance para todos 0s componentes
. Fan de 12 cm super silencioso com controle inteligente de velocidade
. ProtegBes completas com OVP / UVP / OPP / SCP/SIP

. Seguranca e EMC certificada pela CEe TUV

. ECO amigavel com as diretivas RoHS e Erp 203

» Bivolt Automatica

« Compativel com ATX12V

« PFC Ativo.

. Certificado 80 Plus garantindo 80% da eficiéncia da fonte.

. Protagao: OVP / UVP / OPP / SCP / SIP.
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. . ' NV2 PCle 4.0 NVMe SSD

FEATURES / BENEFITS

Gen 4x4 NVMe PCle performance — Delivers read/ Extended capacities — Available in a range of
write speeds of up to 3,500/2,800MB/s' for an overall high capacities up to 4TB? to meet your data
faster system. storage requirements.

Ideal for systems with limited space — Easily

A LY,
WrhEs

integrate into designs with M.2 connectors. Perfect Bt oy 192 B g2 140 s
for thin laptops and small-form-factor PCs. PROGCESRSLD ol ek 4070 e
3 cél{L‘“'&q‘:‘J" it “‘t‘-\/?

ms DE A3 o #f

SPECIFICATIONS

Form factor

M.2 2280 , @ EUK@%QL?_"_&:_&

Interface i

PCle 4.0 x4 NVMe i : A

Capacities®

KINGSTON PART NUMBERS

250GB, 500GB, 178, 2TB

Sequential read/write’ 7 | NV2 PCle 4.0 NVMe 55D
250GB - 3,000/1,300MB/s 500GB — 3,500/2,100M8B/s

1TB = 3,500/2,100MB/s 2TB-4TB - 3,500/2,800MB/s SNV25/250G
Endurance (total bytes written)? SNV25/500G
250GB - 80TB 500GB - 16078 | SNV?.S/l 000G
1TB - 320TB 2TB - 64018 4TB - 128078 ‘ SNV25/2000G
Storage temperature SNV25/40006
-40°C~85°C |

Operating temperature

0°C~70°C

Dimensions I

22mm x 80mm x 2.2mm 1

Weight |

79 (all capacities)

Vibration operating _
2.17G (7-800 Hz) |

Vibration non-operating
20G (20-1000Hz)

MTBF |
2,000,000 hours

Warranty/support?
limited 3-year warranty with free technical support

4

and rolebook computer workloags and s not intended for <erve: favinments

g4 1Cle 4.0 motherooard. Speed may vary dun 1o host hardware, 5 fware

ar formatting and othet fuactions and i (hus no

1. Total Bytes Written (TEW,
550 Manager

o value uH

et will show a Percentage: eres
Percentage Used value of greater than or equ ol ta ore hundred
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Produtos Intel® $ loT e processadores embarcados Pt

Processador Intel® Core™ i3-12100
Cache de 12 M, até 4,30 GHz

SOMAR
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Especificagdes

Baixe as especificagdes

Essenciais

Colegdo de produtos Processadores Intel® Core™ i3 da 122 Geragdo

Codinome Produtos com denominagao anterior Alder
Lake

Segmento vertical Desktop

Numero do processador i3-12100

Litografia ® Intel 7

Preco recomendado para o cliente @ $134.00 - $144.00

Condicdes de uso @ PC/Client/Tablet

Especificagoes da CPU

Numero de nicleos @ 4

Ne de Performance-cores 4

Ne de Efficient-cores o]

Ne de threads @ ) 8

Frequéncia turbo max ® 430 GHz

Frequéncia turbo max. do Performance-core 430 GHz

@

Frequéncia base do Performance-core 3.30 GHz

Cache @ 12 MB Intel® Smart Cache

Cache L2 total 5MB

https:lfwww.intel.com.br.fcontenwawarlptlproductsIskuf 134584/intel-core-i312100-processor-1 2m-cache-up-lo-4-30—ghzlspeciﬁcations.hlml 1/5
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Processador Intel® Core™ i3-12100

Poténcia basica do processador @

Energia turbo méaxima ®

Informagoes complementares

Status
Data de introdugdo ®
Opgoes integradas disponiveis @

Ficha técnica

Especificagcdes de memaria

Tamanho méaximo de meméria (de acordo
com o tipo de memoria) @

Tipos de meméria @

N2 maximo de canais de memoria &

Largura de banda maxima da memodria @

Graficos de processador

Graficos do processador” ®
Frequéncia da base grafica @

Maxima frequéncia dinamica da placa grafica
@

Saida grafica @

Unidades de Execugdo @
Resolucdo maxima (HOMIJF @
Resolugio maxima (DP)} ®

Resolucdo maxima (eDP - tela plana
integrada)f @

Suporte para DirectX* @

Suporte para OpenGL* ®

Suporte a OpenCL* @

Mecanismos de Codec Multiformatos &
Intel® Quick Sync Video &

Tecnologia de Alta Definigdo Intel® Clear
Video @

N2 de monitores aceitos '

ID do dispositivo

https:.'lwww.intel.com.br!content/wwwlbrfptlproductsiskun‘1 34584/intel-cor
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Launched | o -

Q1'22 |

Sim

Ver agora

128 GB

Up to DDR5 4800 MT/s

Up to DDR4 3200 MT/s

2

76.8 GB/s

Graficos UHD Intel® 730
300 MHz

1.40 GHz

eDP 1.4b, DP 1.4a, HOMI 2.1
24

4096 x 2160 @ BOHz

7680 x 4320 @ 60Hz

5120 x 3200 @ 120Hz

12
4.5
3.0
1
Sim

Sim

4

0x4692

©-i312100-processor-1 2m-cache-up-to-4-30-ghz/specifi cations.html
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Processador Intel® Core™ i3-12100

Opgoes de expanséo

Revisdo da Interface de Midia Direta (DMI)
N¢ max. de pistas DMI

Escalabilidade

Revisdo de PCl Express @

Configuragdes PCl Express' @

Ne maximo de linhas PCl Express &

Especificagdes de encapsulamento

Soquetes suportados @
Configuragao maxima da CPU
Especificagdo de solugdo térmica @
Tiuncrion @

Tamanho do pacate

Tecnologias avangadas

Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® @
Intel® Thread Director

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
@

Compativel com Intel* Optane™ Memory ' @
Tecnologia Intel® Speed Shift @

Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 @
Tecnologia Intel® Turbo Boost' @
Tecnologia Hyper-Threading Intel* " @
intel 64" @

Conjunto de instrugdes @

Extensées do conjunto de instrucdes @

4.0
8 SOMAR 7. L«?Q:é
15 Only P
5.0and 4.0

Up to 1x16+4, 2x8+4

20

FCLGA1700
1

PCG 2020C
100°C

45.0 mm x 37.5 mm

3.0

Sim

Sim
Sim
Nao
2.0
Sim
Sim
64-bit

Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2

Estados ociosos @ Sim

Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® @ Sim

Tecnologias de monitoramento térmico @ Sim

Intel® Volume Management Device (VMD - Sim

Dispositivo de Gerenciamento de Volume) &

Seguranga e confiabilidade

Intel® Threat Detection Technology (TDT) Sim ’)

Intel® Standard Manageability {ISM)* @ Sim
core-i312100-processor-1 2rn—cache-up—lo-4-30—ghzlspeciﬁcations.htrni 3/5



21/08/2023, 13:31 Processador Intel® Core™ i3-12100

Intel® Control-Flow Enforcement Technology Sim

@

Novas instrugdes Intel® AES @ Sim

Chave Segura @ Sim SOMAE.

Intel* OS Guard Sim PROCESSO N¢: 2,3 22 1402
DATA DE INICIO. 19 jo2 28

Bit de desativagio de execugio @ Sim ; d
RUBRICA: () Fis 1b12-
\J

Intel® Boot Guard & Sim

Controle de Execugio baseado em Modo Sim
(MBE — Mode-based Execute Control) &

Tecnologia de virtualizagio Intel® (VT-x) " ® Sim

Tecnologia de virtualizagdo Intel® para E/S Sim
dirigida (VT-d)* @

Intel® VT-x com Tabelas de paginas Sim
estendidas (EPT)' @

Todas as informagdes fornecidas estdo sujeitas a alteragbes a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida
da fabricacao, as especificagdes e as descricdes dos produtos a qualquer momento, sem avisa prévio, As informagdes aqui contidas sdo
fornecidas "no estade em que se encontram” e a Intel ndo atribui qualquer declaragio ou garantias relacionadas a precisao das
informagdes, nem sobre os recurses dos produtoes, disponibilidade, funcienalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter
mais informagdes sobre os pradutos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sisterna,

As classificagdes da Intel s3o apenas para fins gerais, educacionais @ de planejamento e cansistem nos numeros ECCN (Naumero de
Classificacio de Controle de Exportagies) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificagoes da Intel sao
‘sem os recursos da Intel e no devern ser interpretados coma uma representagdo ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado.
Como exportadora efou importadora, sua empresa é responsavel por determinar a classificacdo correta de sua transagao.

Consulte a Ficha técnica para obter definigdes formals de propriedades e recursos de produtos.

+ Este recurso pode nao estar dispanivel em todos os sistemas de computagdo. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar
se sou sistema oferece este recurso ou consulte as especificagdes de seu sistema {motherboard, processador, chipset, alimentagda, HDD,
controle grafico, memdria, BIOS, drivers, monitor de maquina virtual [VMMY), software de plataforma efou sistema operacional) para
saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros beneficios deste recurso podem variar,
dependendo das configuragdes do sistema.

Os nimeros dos processadores Intel nao sdo indicagdo de desempenho, Os niimeros dos processadores diferenciam recursos dentro de
cada familia de processador, e nda entre familias diferentes de processadores. Consulte
m:p:,;,r,iwww‘.nteLcom,hrfcontent,fwww,'bn‘pt,'processors,'processor-numbers,htrnl

para obter mais detalhes.

SKUs *anunciados” ainda nao estao disponivels, Favor consultar a data de langamento para a disponibilidade na mercado.
Frequéncia maxima de turbo refere-se & frequéncia maxima do processador de nucleo Unico que pode ser atingida com a Tecnologia

Intel® Turbo Boost. Mais informacaes estdo disponiveis no site hitps:/fwww.intel.com/content/wwwibr/pt/architecture-and-
technology/turbe-boost/turbo-boost-technology.html

Consulte httpsi//www.intel.com.br/content/www/br/pt Jarchitecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technelogy html?
wapkw=hyper +threading

para obter mais informagdes, incluindo detalhes sobre quais processadores sdo compativeis
com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compativeis com a computacio de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Alguns produtos suportam as novas instrugges AES com uma atualizagao da Configuragde do processador, em particular, i7-
2630QM/i7-2635QM, {7-2670QM/i7-26750M, i5-2430M/i5-2435M, 15-2410M/15-241 5M. Favor entrar em contato com o OEM para o
BIOS que inclui a mais recente atualizagdo da Configuracao do processador.

Informagdes sobre a empresa
Nosso compromisso
Diversidade e inclusdo
Relagdes com investidores
Fale conosco

Sala de imprensa

—

Mapa do site
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As tecnologias Intel® podem exigir ativagio de hardware, software especifico ou de servigos. // Nenhum produte ou componente

pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados pod

em variar. // O desempenho varia de acordo com o Uso, a

canfiguracio e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isengdes de responsabilidade legais completos

.1/ Alntel estd comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos

humanos. Consulte Principios Globais de Direitos Humanos

da Intel. Os produtos e software da Intel s3o destinados a serem utilizados apenas em aplicagdes que nao causem ou

contribuam com a violagdo de um direito humana reconhecido

intel.

hitps://www.intel.com bricontent/www/br/pt/products/sku/134584/intel-cor

internacionalmente.

e-i312100-processor-1 2m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html
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Memory Module Specifications

HIN O L

Kingston

Valu

KVR48U40BS6-8
8GB 1Rx16 1G x 64-Bit
PC5-4800 CL40 288-Pin DIMM

DESCRIPTION
This document describes ValueRAM's KVR48U40BS6-8 is a 1G x

64-bit (8GB) DDR5-4800 CL40 SDRAM (Synchronous DRAM), 1Rx16,

memory module, based on four 1G x 16-bit FBGA components. The
SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR5-4800 timing of
40-39-39 at 1.1V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers. The
electrical and mechanical specifications are as follows:

FEATURES
« Power Supply: VDD = 1.1V Typical

« VDDQ = 1.1V Typical

« VPP = 1.8V Typical

« VDDSPD = 1.8V to 2.0V

+ On-Die ECC

« PCB: Height 1.23" (31.25mm)

« RoHS Compliant and Halogen-Free

kingston.com

SPECIFICATIONS
CL(IDD) 40 cycles
Row Cycle Time (tRCmin) 48ns(min.)
Refresh to Active/Refresh 295ns(min.)
Command Time (tRFCmin)
Row Active Time (tRASmin) 32ns(min.)
UL Rating 94V-0
Operating Temperature 0"Cto+85°C
Storage Temperalure -55° C to +100° C

SOMAR

PROCESSO N%:2 323, 1.J0 4.
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ValueRAM

MODULE DIMENSIONS

All measurements are in millimeters.

=] (Tolerances on all dimensions are 0.1 Z unless otherwise specified) "
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The product images shown are for lllustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Kingston reserves Lhe right to change any information al anytime without notice.
Rev.B - Document No. VALUERAM1653B  Page 2

kingston.com
©2023 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA.

All rights reserved. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
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A Initial Release 2/28/2022 David Yen Ben L.

B Change measurements (pg2) 4/24/2023 David Yen Ben L.
*products and specifications discussed herein are for evaluation and reference purposes only and are subject to change
without notice. All information discussed herein is provided on an “as is” basis, without warranties of any kind.
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DE: Departamento de Tl N2 PROCESSO: 3722/2 T
PARA: Pregao Presencial 21/2023 DATA: 06/09/2023

ASSUNTO: Parecer sobre analise de amostras do LOTE 1 — Item 1.2. - Esta¢do de trabalho
itermediario

Prezada Senhora Pregoeira,

Ap6s a realizagdo de analise do equipamento disponibilizado no dia 04 de setembro de 2023, pelo licitante
vencedor do LOTE 1 ITEM 1.2 — KM CONSULTORIA, REPRESENTACOES E PRODUCﬁﬁs LTDA, pessoa
juridica de direito privado com o CNPJ n2 20.748.820/0001-73. Em face de requisito necessdrio ao Processo
ne 3722/2022 ocorrido por meio do pregdo presencial 21/2023 apuramos o seguinte:

Referente ao LOTE 1 - Item 1.2 — - Estagdo de trabalho intermediario

Modelo apresentado: equipamento de montagem prépria

1. Anilise de conformidade com as especificacdes

N3o serdo admitidos configuragdes, ajuste ou
alteragdes que impliqguem no funcionamento
fora as condi¢bes normais recomendadas pelo
fabricante do equipamento, tais como: X
alteracdes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de memoria, uso de
drivers ndo homologados, etc.

Devers possuir chipset do mesmo fabricante do X
processador.

Suportar ACPI (Advanced Configuration and
Power Interface), com controle automatico de X
rotacdo do ventilador da CPU.

Devera possuir, integrado a placa-mae do
computador (on-board), sem adaptacdes,
subsistema de seguranga TPM (Trusted
Platform Module) compativel com a horma X
Placa Mie TPM Specification Version 2.0 ou superior
especificada pelo TCG (Trusted Computing
Group).

Suportar Boot por pen drive ou drive X
conectado ao USB.

Geral

Suportar autenticagio IEEE 802.1x nas
interfaces de rede integradas para autenticagao X
na rede corporativa, mesmo que o sistema
operacional nio tenha sido inicializado.

A placa-mie fornecida devera ser totalmente X
compatfvel com o processador ofertado v ) Z}
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Possuir interface de disco rigido padrao SATA
111 de 6GB/s, ou versio supetior, integrada e
compativel com os periféricos adiante
especificados.

Atualizacio corretiva da BIOS, através de
software préprio do fabricante (publicagoes no
site) ou homologado por ele

Compativel com o padrio Plug & Play

Suportar SMBIOS (Systen Management BIOS) na
versdo 2.3 ou supetior,

BIOS portugués ou inglés, em conformidade
com a especificagio UEFI 2.1

(http:/ /www.uefi.org), e capturdvel pela
aplicacio de inventario. O fabricante deveri
possuir compatibilidade com o padrio UEFI
comprovada através do site

http:// www.uefi.org/members, na categoria
membros

BIOS

Suporte 2 tecnologia de previsio €
contingenciamento de falhas de disco rigido
S.M.A.R.T habilitada

Possuir funcio de registro de numero de série
da placa-mie com leitura remota

Deve possuir sistema integrado de diagndstico
que permita verificar a saide do sistema, bem
como diagnéstico na BIOS em modo grafico
em dois modos (simples e avangado), capaz de
verificar os seguintes itens: Slots PCI/PCI
Express; Saidas de video; Unidades de
Armazenamento; Boot do sistema opcracional;
Funcionalidade de portas USB; Sistema de
ventilacio; processador e Memoria RAM

Possui ferramenta que possibilita realizar a
formatacio definitiva dos dispositivos de
armazenamento conectados a0 equipamento

Deve possuir arquitetura x86, 64 (sessenta ¢
quarto) bits

Processador

Deve possuit TDP (Thermal Design Power —
quantidade de poténcia que o sistema de
resfriamento do processador deve ser capaz de
dissipar) de, no maximo, 65 W

Possuir instrucoes AES (Advanced Encryjption
Standard) integradas ao processador

Possuir instrugdes SSE (Streaming SIMD
Eictensions), versio SSSE4, e AVX (Intel
Advanced Vector Extensions)
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Deve ser de geracio disponivel pelo fabricante
do processador no mercado nacional, com
processo de fabricagio vigente, nio podendo
estar em descontinuidade

Possuir no minimo 06 nicleos e 12 threads

Possuir clock basico de 2.9GHz e clock max de
43GHz

Possuir memoria cache de no minimo 12 mb

16 (dezesseis) Gigabytes de meméria RAM —
DDR-5 com no minimo 4800 Mhz, ou

Memoria RAM :
superior, configurados no modo dual channel
ou superior
Tipo SSD com capacidade minima de 1 Tb
Unidade de
armazenamento PCle Gen3 x4 NVMe v1.4
SATA

Velocidade de leitura minima de 3500MBs e
gravagio minima de 3000MBs

X | X [X| X | X|X|X]| X

01 (uma) controladora de Rede, integrada a
placa mie com velocidade de 10/100/1000
Mbits /s, padroes Ethernet, Fast-Fthernet e
Interfaces de Gigabit Ethernet, antosense, full-duplexc, plug- and- X
Comunicagio | play, configurivel totalmente por software, com
conector padrio RJ-45 e fungio wake-on-lan em
funcionamento e suporte a multiplas VLANS
(802.1q e 802.1x)

No minimo 6 (seis) interfaces USB 3.0 ou
superior, com possibilidade de desativagio das X
Interfaces portas através da BIOS do sistema

Nio serdo aceitas interfaces adaptadas com
dispositivo USB, cartoes externos tipo X
PCMCIA ou Express Card

Controladora de som com conectores de saida
¢ microfone na parte traseira do gabinete € com
suporte para conexdes de saida e microfone na
parte frontal do gabinete, ou alternativamente,
Audio 1 (um) conector universal combo frontal, X
contemplando ambas fung¢oes, ¢ 01 (am)
conector de saida na parte traseira do
CClLllPﬂInCﬂtO

Controlador de Video On Board X

02 (duas) interface de saida de video HDMI,
Video sendo aceita adaptadores externo no caso de
porta DisplayPort ou mini DisplayPort. Neste
segundo caso o adaptador devera ser fornecido
junto com o equipamento

CJ\\ <
N

=

L
y—
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O equipamento deve ter capacidade para
funcionar com 2 (dois) monitores de video, X
simultaneamente

Sistema de ventilagio dimensionado para a
perfeita refrigeragio dos componentes internos,
operando em sua capacidade maxima, pelo X
periodo de dez horas didrias consecutivas em
ambiente nio refrigerado

Cor preta, cinza, prata ou combinagio dessas X

Botio liga/desliga e indicadores de atividade da
unidade de disco rigido e do computador ligado X
(power-on) na parte frontal do gabinete

Gabinete

Acabamento interno composto de superficies X
nao cortantes

Kit trava de seguranga para impedir a abertura
nio autorizada do equipamento, bem como X
evitar a remogio do equipamento da estagio de
trabalho

Fonte de alimentagio tipo ATX 500 watts real,
cotrente alternada com tensdes de entrada de
115~230VAC 6-3A 47~63Hz, com ajuste
automatico, suficiente para suportar todos 0s
dispositivos internos na configuracao maxima
admitida pelo equipamento (placa principal, X
interfaces, discos, memorias e demais
periféricos) e que implemente PFC (Power
Alimentagdo Factor Cortection) ativo com eficiéncia igual
ou supetior a 85% (PFC 80+).

Classificacio 80 Plus Bronze

Deverio ser fornecidos cabos de energia com
plugues atendendo a nova padronizagio
brasileira para tomadas e plugues elétricos
(norma NBR 14136). Neste caso, a contratada X
devera entregar oS respectivos adaptadores,
objetivando ativagio de todos os equipamentos
em tomadas de modelo antigas (2P+T)

Teclado Correspondente com 0 padrao ABNT 1 X

O funcionamento devera ser perfeito quando o

sistema opetacional estiver configurado para o X
Teclado Brasileiro padrio ABNT 11

Presenca de, no minimo, doze teclas de
funcoes (F1-F12) situadas na porgao supetior
do teclado, com acionamento feito de forma X
direta, ou seja, sem ser por meio de
combinacio de teclas

Impressdo das teclas do tipo permanente, nio
podendo apresentar desgaste por abrasio ou X
uso prolongado > A

=
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Teclas Windows logo (acesso a0 menu iniciar)
e aplicagdo (acesso a0 menu de atalhos:
equivalente ao botio direito do mouse)

X

Dois botoes e “seroll whee!’, formato
ergondmico e ambidestro (simétrico).

X

Tecnologia dptica (sem esfera).

Mouse Opﬁco

Resolugio de 1000 dpi ou superior.

Deveri ser da mesma cor predominante do
gabinete do equipamento.

Podera ser de outra marca, desde que
homologada pelo fabricante do equipamento

Plug«and-play compativel com Windows 11
Professional

Adequagio as
politicas e
normas de

seguranga e

ergonornia

O equipamento deve seguir a diretiva de RoHs
(Restriction of Hagardous Substances) em seu
processo de fabricacao. A exigéncia visa a
restricio de uso de substincias nocivas no
processo de fabricagio dos equipamentos

Os equipamentos ofertados (Marca e Modelo)
nio deverdo estar em processo de
descontinuidade e nio deverao ser
descontinuados até 60 (sessenta) dias apos a
data da abertura do certame. A licitante devera
apresentar declaragdo do fabricante como
cOmMPprovagao

Compatibilidade

Deve ser de responsabilidade da Contratada a
entrega de todos os drivers de dispositivos de
hardware instalados nos equipamentos,
especificamente para o sistema operacional
exigido, sendo dispensada 2 entrega dos drivers
que estejam incluidos no pacore do referido
sistema operacional

Acessorios

Deveri ser entregue todos cabos, ¢ conectores
necessarios ao funcionamento do equipamento

Monitor

Monitor LCD com retroiluminagio LED - 23"
ou superior;

Resolucio minima: 1920 X 1080;

Voltagem Bivolt

Possuir 1 Fonte de Alimeatagio, 1 Cabo
HDMI, 1 Manual do usudrio
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Os equipamentos deverdo ser entregues com a
licenca do sistema operacional Microsoft

Sistema Windows 11 Professional 64 bits OEM no
operacional Idioma Portugués do Brasil. A contratante X
podera solicitar a Microsoft verificacio da
autenticidade do software

Os equipamentos deverdo ser entregues com a
licenca do pacote Office 2019 ou superior no
Suite Office Idioma Portugués do Brasil. A contratante X
podera solicitar a Microsoft verificacio da
autenticidade do software

Os equipamentos deverdo possuir antivirus
endpoint e com servigo de monitoramento,
Antivirus manutencio e resposta a incidentes com X
tecnologia EDR (Endpoint Detection and
Response)

RESULTADO: ITEM APROVADO

0 equipamento ofertado & superior ao solicitado. O processador apresenta 18mb de memoria cache,
acima do solicitado de 12 mb. No item armazenamento foi apresentado superior ao solicitado, o item
apresentado possui 1tb com 7.500 mb/s de leitura e 6.500 mb/s de gravacdo e o solicitado foi leitura de
3.500 mb/s e gravagdo de 3.000 mb/s.

Foi apresentado os seguintes softwares:

e Sistema Operacional Windows 11 pro;
e Suite Office 2021 ESD PRO PLUS;
e Antivirus Kapersky Endpoint Security.

Apos checagem fisica e técnica com uso do manual (em anexo), o equipamento apresentado ATENDE a
todos os requisitos técnicos minimos exigidos no Termo de Referéncia.

Cordialmente, C/\/

Celso Ricardo
Mat: 500.159
Tecnologia da Informagao

Nome: c€zd
Matricula: oo 700)

Nome:
Matricula:
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Produtos Intel®

https‘.llwww.intel.corn.brlcontentfwww!brlptfproduc\sfsku."134586ﬁntel-core—i5124

Intel® Core™ i5-12400 Processor

10T e processadores embarcados

18M Cache, up to 4.40 GHz

18M Cache, up to 4.40 GHz

[ ] Adicionar para comparar

Especificagbes

Baixe as especificagbes .

Essenciais

Colegao de produtos

Codinome

Segmento vertical

Numero do processador

Litografia ®

Prego recomendado para o cliente @

Condicdes de uso @

Especificagdes da CPU

Nimero de nucleos @
N2 de Performance-cores
Ne de Efficient-cores

Ne de threads @
Frequéncia turbo max ®

Frequéncia turbo méx. do Performance-core
o)

Frequéncia base do Performance-core
Cache ®

Cache L2 total

Intel® Core™ i5-12400 Processor

Intel® Core™ i5-12400 Processor

SOMAR 53
PROCESSO N&: 2.3 -2 Ldads—
O ATA DE INICID:G. /@225

RUBRICA: Qa s ALZS

Processadores Intel® Core™ i5 da 122 Geragao

Produtos com denominacdo anterior Alder
Lake

Desktop

i5-12400

Intel 7

$211.00 - $221.00

PC/Client/Tablet

0
12

4.40 GHz

4.40 GHz

2.50 GHz
18 MB Intel® Smart Cache

7.5 MB

00-processor-1 Bm-cache-up-to—4-40-ghzlspeciﬂcaﬁons.hlml

1/5
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PROCESSO N2: 3377 | doce,

hitps://www.intel .com.br/contentiwwwi/br/pt/products

Poténcia basica do processador @ 65W
AT VI YT 1 ™ i ) :Pr o’
Energia turbo maxima @ 17 W ATA DE X*JIG];O'-’].»-—-'"" L s'.;’}‘_%‘ff
ruBRICA:__ (] FLS: ALYY.
Informacgdes complementares v
Status Launched
Data de introducdo @ Q1'22
Opgdes integradas disponiveis & Sim
Ficha técnica Ver agora
Especificagdes de memdria
Tamanho maximo de memdria (de acordo 128 GB
com o tipo de memaria) @
Tipos de meméria @ Up to DDR5 4800 MT/s

N2 maximo de canais de meméria ®

Largura de banda maxima da meméria @

Graficos de processador

Graficos do processador ' ®

Frequéncia da base grafica ®

Méxima frequéncia dinamica da placa grafica

@

Saida gréfica @

Up to DDR4 3200 MT/s
2

76.8 GB/s

Graficos UHD Intel® 730
300 MHz

1.45 GHz

eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1

Unidades de Execugdo @ 24
Resolucdo maxima (HDMI}f @ 4096 x 2160 @ 60Hz
Resolucdo maxima (DP)} @ 7680 x 4320 @ 60Hz

Resolucdo maxima (eDP - tela plana
integradajt @

5120 x 3200 @ 120Hz

Suporte para DirectX* @ 12

Suporte para OpenGL* @ 4.5

Suporte a OpenCL* @ 3.0

Mecanismos de Codec Multiformatos @ 1

Intel® Quick Sync Video @ Sim

Tecnalogia de Alta Definigao Intel® Clear Sim

Video ®

Ne de monitores aceitos ' 4

ID do dispositivo 0x4692 [ 0x4682

/sku/134586/intel-core-i512400-processor-1 8m-cache-up-lo-4-40-ghz/specifications.html
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Intel® Core™ i5-12400 Processor

Opgoes de expanséo

Revisdo da Interface de Midia Direta (DMI)
N2 max. de pistas DMI

Escalabilidade

Revisdo de PCl Express @

Configuracdes PCl Express ' @

N2 maximo de linhas PCl Express @

Especificacdes de encapsulamento

Soquetes suportados @
Configuragao maxima da CPU
Especificacio de solugdo térmica @
Tiuncrion @

Tamanho do pacote

Tecnologias avancadas

Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® @
Intel® Thread Director

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)

@

Compativel com Intel® Optane™ Memory' @
Tecnologia Intel® Speed Shift @
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 30°®
Tecnologia Intel® Turbo Boost ' @
Tecnologia Hyper-Threading Intel* @
Intel® 64' @

Conjunto de instrugdes &

Extensdes do conjunto de instrugdes @
Estados ociosos @

Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® @
Tecnologias de monitoramento térmico ®
Intel® Volume Management Device (VMD -

Dispositivo de Gerenciamento de Volume) @

Seguranga e confiabilidade

Intel® Threat Detection Technology (TDT)

Intel® Standard Manageability (ISM)' @

4.0
8

1S Only

5.0 and 4.0

SOMAR
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Up to 1x16+4, 2x8+4

20

FCLGA1700

1

PCG 2020C

100°C

45.0 mm x 37.5 mm

3.0

Sim

Sim

Sim

Nao

2.0

Sim

Sim

64-bit

Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

https:llmvw.intel.com.brlcontenllwww.'brf pt/products/sku/1 34586/intel-core-1512400-processor-

1 Bm-cache-up-loMD-ghzlspeciﬁcations.html

315
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Intel® Control-Flow Enforcement Technology Sim
o)
' Novas instrugdes Intel® AES ® Sim
Chave Segura @ Sim
Intel® OS Guard Sim
Bit de desativacio de execugdo’ @ Sim
Intel® Boot Guard ® | Sim :
Controle de Execugao baseado em Modo Sim

(MBE — Mode-based Execute Control) @
Tecnologia de virtualizagio Intel® (VT-x) ' @ Sim

Tecnologia de virtualizagdo Intel® para E/S Sim
dirigida (VT-d)* @

Intel® VT-x com Tabelas de paginas Sim
estendidas (EPT)" ®

Todas as informagaes fornecidas estdo sujeitas a alteragbes a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o cicla de vida
da fabricagio, as especificagdes e as descrigdes dos produtos a qualguer momento, 5em aviso prévio. As informagbes aqui contidas sdo
farnecidas ‘no estado em que se ancontram’” € a Intel nao atribui qualguer declaragao ou garantias relacionadas 3 precisao das
informagdes, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter
mais informagdes sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificaces da Intel s3o apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento & consistem nos numeros ECCN (Namero de
Classificagao de Controle de Exportagbes) e HTS (Programa de Tarlfas Harmonizadas), Quaisquer usos das classificacbes da Intel sao
sem os recursos da Intel e ndo devem ser interpretados como uma reprasentagdo ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado.
Como exportadora e/ou importadora, sua empresa & responsavel por determinar a classificagdo correta de sua transagao.

Cansulte a Ficha técnica para obter definigfes farmais de propriedades e recursos de produtos.

1 Este recurso pode nio estar disponivel em todos os sisternas de computagao. Verifique com o fornecedor do sistema para delerminar
se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificacdes de seu sisterna (motherboard, processador, chipset, alimentagao, HDD,
controle grafico, memaria, BIOS, drivers, manitor de maguina virtual [VMM], software de plataforma efou sistema operacional) para
saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros beneficios deste recurso padem variar,
dependendo das confipuracdes do sistemna,

Os numeros dos processadores Intel ndo sao indicagao de desempenho. Os nimeros dos processadares diferenciam recursos dentro de
cada familia de processador, @ ndo entre tamilias diferentes de processadores. Consulte
hups,ﬂwwwmteLcom.hrfcontent,fwww,'br,'pt,'pmcessors,fprocessor-hurnbers‘html

para obter mais detalhes,

SKUs *anunciados” ainda nao estdo disponiveis, Favor consultar a data de langamento para a disponibilidade no mercado.

Frequéncia maxima de turbo refere-se a frequéncia maxima do processador de nucleo Unico que pode ser atingida com a Tecnologia
Intel® Turbo Boost. Mais informagdes estao disponiveis na site https1,'Iwww.intel.com/contenlIwwwfbrlpl,farchiteclur&and—
technulogy;‘turbo-hucstIturbn-bucst-lecﬁnalogy,htmh

Consulte hﬁps:p'_t'www.irltel.corn»br,'coment,'www,‘hr;’pl,farchi[Eﬂure—am}-techna|Dgy,'hyper-'(hreadinBIhypEf'ithBdIng—lel:hnclngy.html?
wapkw=hyper+threading

para obter mais informagoes, incluindo detalhes sobre quais processadores 3o compativeis
com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compativeis com a computagao de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Alguns produtos suportam as novas instrugéies AES com uma atualizagao da Configuragao do processador, em particular, i7-
26300M/i7-26350M, i7-2670QM/i7-2675QM, {5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o
BIOS queinclui a mais recente atualizagio da Configuragdo do processador.

Informagdes sobre a empresa
Nosso compromisso
Diversidade e inclusdo
Relagdes com investidores
Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

https:lfwww.intel.com.brlconlentlwwwlbr!ptlproductsfskuﬂ 34586/intel-core-i512400-processor-1 Brn-cache-up—to-4~40-ghz/speciﬁcations.htmI 415
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Intel® Core™ i5-12400 Processor
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Privacidade

Transparéncia da cadeira de fornecimento

As tecnologias Intel® podem exigir ativag3o de hardware, software especifico ou de servigos. // Nenhum produto ou componente
pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a
configuragio e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isencaes de responsabilidade legais completos

. I/ Alntel esté comprametida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos
humanos. Consulte Principios Globais de Direitos Humanos
da Intel. Os produtos e software da Intel sdo destinados a serem utiiizados apenas em aplicagdes que ndo causem ou
contribuam com a violagao de um direito humano reconhecido internacionalmente.

intel.
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Caracteristicas Especificacbes Suporte

Galeria de Imagens Compre

Chipset Intel® 8750 O Lista de Comparativos

1. Soquete LGA1700: suporte para
processadores Intel © Core™,
Pentium © Gold e Celeron ® de 13°
CPU e 122 geragéo ™
2. O cache L3 varia com a CPU

* Consulte a "Lista de suporte de CPU"
para obter mais informacgoes.

chipset 1. Chipset Intel® B7%° Express

memoria

1. Suporte para DDRS 7600(0C) /
7400(0C) / 7200(0C) / 7000(0C) /
6800(0C) / 6600(0C) / 6400(0C) /
6200(0C) / 6000(0C) / 5800(
Médulos de memaria OC) / '
5600(OC) / 5400(0C) / 5200(0C) /
4800 / 4000 MT/s

2. 4 soquetes DDR5 DIMM com
suporte para até 192 GB (48 GB de
capacidade DIMM unica) de )
memoria do sistema

3. Arquitetura de memoria de canal

e U LOwTRiey P lrnece Vi B v Barvin 10816 PEHSORAIZANE 1@ PERENTIVE At UE HET ST, VELE CONEINTI G usd dtr L onkien, Savag: peansar da el infardingdes o far@ligit A
it ot ss Pelivicy dy Povacidade
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Comparar 0 Compare até 4 modelos nesta categoria de produto
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b. SUporte para Modulos de memoria
Extreme Memory Profile (XMP)

(A configuragao de CPU e memaria pode
afetar os tipos de memdria suportados,
taxa de dados (velocidade) e numero de
modulos DRAM, consulte "Lista de -
suporte de memaria" para obter mais

informagoes.)

Processador grafico integrado-Intel® HP
Graphics support:

1. 1 x porta HDMI, suportando uma
resolucdo maxima de 4096x2160 a
60 Hz
* Suporte para a versdo HDMI 2.0 e
Graficos HDCP 2.3.
Onboard 2. 1 x DisplayPort, suportando uma
resolugdo maxima de 4096x2304 a
60 Hz
* Suporte para a versao DisplayPort
1.2 e HDCP 2.3

(As especificagdes graficas podem variar
dependendo do suporte da CPU.)

audio

1. CODEC de 3'9° Realtek®

2. Audio de alta definigao

3. 2/4/5.1/7.1-channel
* You can change the functionality of
an audio jack using the audio
software. To configure 7.1-channel }0
audio, access the audio software for "
audio settings.
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Limpar tudo
CPU:

1. 1 x PCI Express x16 slot, supporting
PCle 4.0 and running at x16
(PCIEX16)

* For optimum performance, if only
one PCI Express graphics card is to
be installed, be sure to install it in

Slots de the PCIEX16 slot.
Expansao
Chipset:

1. 1 x PCI Express x16 slot, supporting
PCle 4.0 and running at x4
(PCIEX4)

Support for AMD CrossFirex™
technology

CPU:

1.1 x M.2 connector (Socket 3, M key,
type 2280 PCle 4.0 x4/x2 SSD
support) (M2A_CPU)

Interface de SRR

Armazenamento 4 4 4\ 2 connector (Socket 3, M key,
type 22110/2280 PCle 4.0 x4/x2
SSD support) (M2P_SB)
2. 4 x SATA 6Gb/s connectors

RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
support for SATA storage devices d\

usB Chipset.

Bt vtk Lisd cOOKiRY a0 Jornees v an setvind ipali perstnalEale o resprnon. ) U e e 0 & Lonen  epin 3 Ot B otkies SR eoc IR e maly infQripgaah tu el N
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- FLSLis
LYRRICA: 3
3.1 X USBE 3.2 Gen }!ype-A port{red)
on the back panel

4.1 x USB 3.2 Gen 1 port on the back
panel

5. 4 x USB 2.0/1.1 ports available
through the internal USB headers

Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:

1.4 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 ports on
the back panel, 2 ports available
through the internal USB header)

Chipset+USB 2.0 Hub:

1. 4 x USB 2.0/1.1 ports on the back
panel

Conectoreé
Internos /O 1. 1 x 24-pin ATX main power

connecior
2.1 x 8-pin ATX 12V power connector
3. 1 x 4-pin ATX 12V power connector
4. 1 x CPU fan header
5. 3 x system fan headers
6. 2 x addressable LED strip headers
7. 2 x RGB LED strip headers
8. 2 x M.2 Socket 3 connectors
9. 4 x SATA 6Gb/s connectors
10. 1 x front panel header
11. 1 x front panel audio header
12. 1 x USB Type-C® header, with USE
3.2 Gen 2 support
13. 1 x USB 3.2 Gen 1 header
14.2 x USB 2.0/1.1 headers
15. 2 x Thunderbolt™ add-in card =2

P e e ta t e Ca e
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.1 X Clear GMUS jumper

Conectores

Painel Traseiro

N

©w~NOUAWN

.1 x USB Type-C® port, with USB 3.2
Gen 2x2 support

.1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red)

.3 x USB 3.2 Gen 1 ports

.4 x USB 2.0/1.1 ports

.1 x HDMI port

. 1 x DisplayPort

. 1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
. 2 x audio jacks

Controlador l/O

iTE® /O Controller Chip

Monitoramento
H/W

OO =

. Voltage detection

. Temperature detection

. Fan speed detection

_Water cooling flow rate detection

. Fan fail warning

. Fan speed control
* Whether the fan speed control
function is supported will depend on
the cooler you install.

BIOS

aeitir Leaiies, vieite

fornees wymcd pnae

oz Potivien da Prvacitode

@ anaid fersonalicad

LW N =

. PnP 1.0a, DMI 2.7, WiM 2.0, SM

Use of licensed AMI UEFI BIOS /}9
BIOS 2.7, ACPI1 5.0 ¢

{6 7 POARGREIIG, S QASE GAW HIG, wB0E and R PR T U RTLIAG e MAA A SULRA LR Sl R R R R infraingeth wi grefap 850
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EXclusivas =
application may also vary depending
on motherboard specifications.
2. Support for Q-Flash
3. Support for Q-Flash Plus
1. Norton® Internet Security (OEM
Pacote de version)
Software 2. LAN bandwidth management
software
Sistema 1. Suporte para Windows 11 de 64 bits
Operacional 2. Suporte para Windows 10 de 64 bits

1. Fator de Forma Micro ATX; 24,4 cm

Fator de forma % 24 A em

* Os termos e expressies "HDMI”, "HDMI High-Definition Multimedia

Interface” e “Trade dress da HDMI”, e os logotipos da HDMI s&o marcas

comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. *

Todos os materiais disponiveis s20

para referéncia simples. A CIGABYTE reserva o direito de maodificar ou

revisar o contetido a gqualquer momento sem aviso prévio.

* Todas as marcas e logotipos séo de propriedade de seus proprietarios.

* Devido a arquitetura padrdo do PC, uma quantidade de memaria & 4/
reservada para uso do sistema. portanto o tamanho da memaria € menor

do aue a auantidade de exibicao

Eat iter1sa caakies puad rhegad it & i saivies (g panonelzade 2 reponsret, 23 paut esth GUE nrd CONCYIH N IR G SUNEIRT Wl vess B ekt e naly i
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Limpar tudo

SOBRE A GIGABYTE CONSUMIDOR EMPREENDIMENTO SOLUCﬁO SERVICO DE
SUPORTE
Sobre nos Placa-mae Placa-mae do servidor  Solugdes de aplicativos
Suporte ao produto
CSR Placa de video Rack Server Solucdes da industria
Suporte on-line
Noticias Computador portatil ~ GPU Server
Perguntas frequentes
carreira Monitor High Density Server RECURSO
. garantia
Investidor computador Advanced Cooling Entendimento
Fale Conosco Periféricos para ARM Server Caso de Sucesso
computador
Storage Server Prémios
Componentes para
computador o
¢ Edge Server Noticias
Tower Server / Eventos
Workstation
Computagéo Embebida
SIGA-NOS
® ® (in)
Brasil ©2023 GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
@ (Portugués) | Termos de uso | Privacidade | mapa do site

A
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Memory Module Specifications

KVR48U40BS6-8
8GB 1Rx16 1G x 64-Bit
PC5-4800 CL40 288-Pin DIMM

PROCESSO N2 3
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RUBRICA:____ () FLs: 1309
(5]
DESCRIPTION SPECIFICATIONS
This document describes ValueRAM's KVR48U40BS6-8 is a 1G x CL(IDD) 40 cycles
64-bit (8GB) DDR5-4800 CL40 SDRAM (Synchronous DRAM), 1Rx16, Row Cycle Time (tRCmin) 48ns(min.)
memory module, based on four 1G x 16-bit FBGA components. The Refresh to Active/Refresh 295ns(min.)
SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR5-4800 timing of Command Time (tRFCmin)
40-39-39 at 1.1V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers. The Row Active Time (tRASmin) 32ns(min.)
electrical and mechanical specifications are as follows: - -
UL Rating 94V -0
Operating Temperature 0°Cto+85°C
Storage Temperature -55° C to +100° C
FEATURES
« Power Supply: VDD = 1.1V Typical
« VDDQ = 1.1V Typical
« VPP = 1.8V Typical
+ VDDSPD = 1.8V to 2.0V
« On-Die ECC
« PCB: Height 1.23" (31.25mm)
+ RoHS Compliant and Halogen-Free
Continued >>
kingston.com

Rev.B Document No. VALUERAM1653B 04/24/23 Page 1
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ValueRAM

MODULE DIMENSIONS

0.000

All measurements are in millimeters.
(Talerances on all dimensions are 40.12 unless otherwise specified)
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The product images shown are for ilustration purposes anly and may nol be an exact representation of the

¥

product. / /" Iy

Kingston reserves the right to change any information at anytime withoul notice,
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kingston.com
0 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA.

©2023 Kingston Technology Corporation, 1760
All rights reserved. All trademarks and registere
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A Initial Release

2/28/2022

David Yen

ValueRAM

Ben L.

B Change measurements (pg2)

4/24/2023

David Yen

Ben L.

*products and specifications discussed herein are for evaluation and reference purposes only and are subject to change
without notice. All information discussed herein is provided on an “as is” basis, without warranties of any kind.
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DESCRICAO ESPECIFICAGOES GARANTIA DOWNLOADS
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Fonte Gamer ATX KCAS 500W
80 Plus Bronze PFC Ativo
Aerocool

Cad.: 59765

DOWNLOADS

Manual, Fotos em alta, Banners...
neerpiriAn

Seja Revenda Loja

COMPRAR

Curtir

Corrente: 20A /20A /37A /Q.4A /2,5°

Pinos: 1x Placa Mée (20+4 Pinos), 1x CPU (12v 4+4v Pinos), 2x VGA (PCI-E 6+2 Pinos), 7x SATA, 4x PATA, 1x FDD

Poténcia: 500W

Tens#do Entrada: 115™230Vac / 7.6”3.5A / 63"47Hz - Bivolt Automatica
Tens3o Saida: +3.3V /+5V 12V <12V /+5Vsb

Informagéo adicional:
. 80 Plus Bronze com PFC Ativo

+ Compativel com ATX12V Ver,2.3

. Comprimento do cabo de 20 + 4P e CPU 4 + 4P ateé 550 mm - fécil alcance para todes os componentes

. Fan de 12 cm silencioso com controle de velocidade
+ Protegtes OVP / UVP / OFP / SCP / SIP

- Seguranca e EMC certificada pela CE e TUV

- ECO amigével com as diretivas RoHS e Erp 2013

Duvidas Frequentes

Acompanhe o seu pedido onling
Cancelamento
Entrega

Pagamentos

5

ocoes e Descontos
Trocas e Devolucoes

Formas de Pagamento

Cartdo de Credito

Institucional

Quem Somaos
Politica de Privacidade

Termos e Condicoes de Usa do
Site

Boleto Pix

nttps:h'aerocooLcom<bn‘fome«garner-atx—kcas-SDOwLBD-plus-brunze-pfc—allvo‘aeru:uol

Produtos

Gabinetes
Cadeiras
Fontes
Coolers

Seja Revenda

Seguranga

Redes Sociais

Encontre-nos

P24 Duividas? Entre em contato
coNoseo

Certificados

12
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Modelo:NVMe-Gen4 S7500 1TB (3DRJ-NV1TB) -
Capacidade: 1TB (7500 Mbps leitura/6500 Mbps s gravagao)
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DE: Departamento de Tl N2 PROCESSO: 3722/2022
PARA: Pregdo Presencial 21/2023 DATA: 06/09/2023
ASSUNTO: Parecer sobre analise de amostras do LOTE 1 - Item 1.3. - Estacdo de trabalho

avangada

Prezada Senhora Pregoeira,

Apos a realizagdo de andlise do equipamento disponibilizado no dia 04 de setembro de 2023,
pelo licitante vencedor do LOTE 1 ITEM 1.3 — KM CONSULTORIA, REPRESENTACOES E
PRODUGCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado com o CNPJ n? 20.748.820/0001-73. Em
face de requisito necessario ao Processo n? 3722/2022 ocorrido por meio do pregdo presencial
21/2023 apuramos o seguinte:

Referente ao LOTE 1 - Item 1.3 — - Estacdo de trabalho avangada

Modelo apresentado: equipamento de montagem propria

1. Andlise de conformidade com as especificacoes

alteragdes que impliquem no funcionamento
fora as condi¢des normais recomendadas pelo
fabricante do equipamento, tais como:
alteractes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de memdria, uso de
drivers ndo homologados, etc.

Geral

Devera possuir chipset do mesmo fabricante do X
processador.
Suportar ACPI (Advanced Configuration and x
Power Interface), com controle automadtico de
rotagdo do ventilador da CPU.

Devera possuir, integrado a placa-mde do X
computador (on-board), sem adaptagdes,
subsistema de seguranca TPM (Trusted
Platform Module) compativel com a norma
Placa Mie TPM Specification Version 2.0 ou superior
especificada pelo TCG (Trusted Computing
Group).

Suportar Boot por pen drive ou drive X
conectado ao USB.

Suportar autenticagao IEEE 802.1x nas X
interfaces de rede integradas para autenticagao [
na rede corporativa, mesmo que o sistema
operacional nio tenha sido inicializado.

A placa-mie fornecida devera ser totalmente X )
compativel com 0 processador ofertado Y J

= |
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Possuir interface de disco rigido padrio SATA
111 de 6GB/s, ou versio superior, integrada e
compativel com os periféricos adiante
especificados.

X

Atualizacio cotretiva da BIOS, através de
software proprio do fabricante (publicagdes no
site) ou homologado por ele

Compativel com o padrio Plug & Play

Suportar SMBIOS (Systen Management BIOS) na
versio 2.3 ou superior.

BIOS portugués ou inglés, em conformidade
com a especificagio UEFT 2.1

(http:/ /www.uefi.org), e capturavel pela
aplicagio de inventario. O fabricante devera
possuir compatibilidade com o padrao UEFI
comprovada através do site

http:// www.uefi.org/members, na categoria
membros

BIOS

Suporte a tecnologia de previsdo €
contingenciamento de falhas de disco rigido
S.M.AR.T habilitada

Possuir funciio de registro de nimero de série
da placa-mie com leitura remota

Deve possuir sistema integrado de diagnostico
que permita verificar a saude do sistema, bem
como diagnéstico na BIOS em modo grafico
em dois modos (simples e avangado), capaz de
verificar os seguintes itens: Slots PCI/PCI
Express; Saidas de video; Unidades de
Armazenamento; Boot do sistema operacional',
Funcionalidade de portas USB; Sistema de
ventilacio; processador € Meméoria RAM

Possui ferramenta que possibilita realizar a
formatagio definitiva dos dispositivos de
armazenamento conectados ao equipamento

Deve possuir arquitetura x86, 64 (sessenta ¢
quarto) bits

Processador

Deve possuir TDP (Thermal Design Power —
quantidade de poténcia que © sistema de
resfriamento do processador deve ser capaz de
dissipar) de, no maximo, 125 W

Deve ser de geragio disponivel pelo fabricante
do processador no mercado nacional, com
processo de fabricagao vigente, nio podendo
estar em descontinuidade.

Possuir no minimo 16 ntcleos e 24 threads

pz(
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Possuir frequéncia base de 3.2GHz e
frequéncia turbo de 5.1GHz X

Possuir memotia cache de no minimo 30 mb X

32 (trinta e dois) Gigabytes de memoria RAM —
DDR-5 com no minimo 5.200 Mhz, ou
superior, configurados no modo dual channel X

Meméria RAM | ou superior
Possibilidade de expansio para 64 GB (sessenta
e quatro gigabytes) ou superior X
Tipo SSD com capacidade minima de 1 Tb X

Unidade de

A | PCle Gen3 x4 NVMe v1.4 X
Velocidade de leitura minima de 3500MBs e X
gravagio minima de 3000MBs

Interfaces de
Comunicagio

01 (uma) controladora de Rede, integrada a
placa mie com velocidade de 10/100/1000
Mbits /s, padroes FEthernet, Fast-Ethernet e
Gigabit Ethernet, autosense, Jull-duplex, plug- and- X
play, configuravel totalmente por software, com
conector padrio RJ-45 e fungao wake-on-lan em
funcionamento e suporte a multiplas VLANS
(802.1q ¢ 802.1x)

Intetfaces

No minimo 6 (seis) interfaces USB 3.0 ou
supetiof, com possibilidade de desativagao das X
portas através da BIOS do sistema

Nio serio aceitas interfaces adaptadas com
dispositivo USB, cartocs externos tipo X
PCMCIA ou Express Card

Audio

Controladora de som com conectores de saida
e microfone na parte traseira do gabinete e com
supotte para conexdes de saida e microfone na
parte frontal do gabinete, ou alternativamente,
1 (um) conector universal combo frontal, X
contemplando ambas fungées, € 01 (um)
conector de saida na parte traseira do
equipamento

Controlador de Video Off Board X

Video

Placa de video com as seguintes caractetisticas
minimas:

Meméria de video: minimo 16GB GDDR6X X
Memory Bus: 256-bit

Boost: 2505 MHz %
Nucleo CUDA: 9728 7 A~

=
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Suporte HDCP: 2.3

DirectX: 12 final

OpenGL: 4.6

Portas de saida:

3 x DisplayPort 1.4a (até 7680x4320@060Hz ) 1
x conector HDMI®* Suporta 4K 120Hz HDR,
8K 60Hz HDR e taxa de atualizacio variavel

O equipamento deve ter capacidade para
funcionar com 2 (dois) monitores de video, X
simultaneamente

Sistema de ventilagio dimensionado para a
perfeita refrigeragio dos componentes internos,
operando em sua capacidade mxima, pelo X
periodo de dez horas didrias consecutivas em
ambiente nio refrigerado

Cor preta, cinza, prata ou combinagio dessas X
Gabinete Botio liga/desliga e indicadores de atividade da
unidade de disco rigido e do computador ligado X

(power-on) na parte frontal do gabinete

Acabamento interno composto de superficies X
ndo cortantes

Kit trava de seguranca para impedir a abertura
n3o autorizada do equipamento, bem como X
evitar a remocio do equipamento da estagdo de
trabalho

Fonte de alimentacio tipo ATX 800W para
corrente alternada com tensdes de entrada de
100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com
ajuste automatico, suficiente para suporrar
todos os dispositivos internos na configuragio
méaxima admitida pelo equipamento (placa X
principal, interfaces, discos, memorias e demais
periféricos) e que implemente PFC (Powet
Alimentagio Factor Cotrection) ativo com eficiéncia igual
ou superior a 85% (PFC 80+).

Classificacio 80 Plus Gold

Deverao ser fornecidos cabos de energia com
plugues atendendo a nova padronizagao
brasileira para tomadas e plugues elétricos
(norma NBR 14136). Neste caso, a contratada X
devers entregar os respectivos adaptadores,
objetivando ativagio de todos os equipamentos
em tomadas de modelo antigas (2P+T)

Teclado

Cotrespondente com o padrio ABNT II p 4
O funcionamento devera ser petfeito quando o
sistema operacional estiver configurado para o X
| Teclado Brasileiro padrio ABNT II L
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Presenca de, no minimo, doze teclas de
funcoes (F1-F12) situadas na porgio superior
do teclado, com acionamento feito de forma X
direta, ou seja, sem ser por meio de
combinagado de teclas

Impressio das teclas do tipo permanente, ndo
podendo apresentar desgaste por abrasio ou X
uso prolongado

Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar)
e aplicagio (acesso a0 menu de atalhos: x
equivalente ao botio direito do mouse)

Dois botdes e “seroll whee!’, formato

ergondmico e ambidestro (simétrico). X

Tecnologia éptica (sem csfera). X

Resolucio de 1000 dpi ou superiot. X
Mouse Optico

Devera ser da mesma cor predominante do X

gabinete do equipamento.

Poderi ser de outra marca, desde que X
homologada pelo fabricante do equipamento

Plug-and-play compativel com Windows 11 X
Professional

Adequagio as i e

= O equipamento deve seguir a diretiva de RoHs
politicas e 5
(Restriction of Hagardous Substances) em seu
normas de i fog ok
processo de fabricagio. A exigencia visa a X
seguranga e o %o :
. restricio de uso de substancias nocivas no
ergonomia

processo de fabricagio dos equipamentos

Os equipamentos ofertados (Marca e Modelo)
nio deverdo estar em processo de
descontinuidade e ndo deverao ser
descontinuados até 60 (sessenta) dias apos a X
data da abertura do certame. A licitante devera
apresentar declaragio do fabricante como
COMProvagao

Compatibilidade | Deve ser de responsabilidade da Contratada a
entrega de todos os drivers de dispositivos de
hardware instalados nos equipamentos,
especificamente para o sistemna operacional X
exigido, sendo dispensada a entrega dos drivers
que estejam incluidos no pacote do referido
sistema operacional

Acessorios Devera ser entregue todos cabos, € conectores X

necessarios ao funcionamento do equipamento
s

afD’
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Monitor LCD com retroiluminagio LED - 21"
ou supetior;

Monitor Resolucio minima: 1920 X 1080;

Voltagem Bivolt; X
Possuir 1 Fonte de Alimentagio, 1 Cabo
HDMI, 1 Manual do usuario

Os equipamentos deverdo ser entregues com a
licenca do sistema operacional Mictrosoft
Sistema Windows 11 Professional 64 bits OEM no

operacional Idioma Portugués do Brasil. A contratante x
podera solicitar a Microsoft verificagio da
autenticidade do software

Os equipamentos deverdo ser entregues com a
licenca do pacote Office 2019 ou superior no
Suite Office Idioma Portugués do Brasil. A contratante X
podera solicitar a Microsoft verificagao da
autenticidade do software

Os equipamentos devero possuir antivitus
endpoint ¢ com servigo de monitoramento,
Antivirus manutenco e resposta a incidentes com X
tecnologia EDR (Endpoint Detection and

Response) J

RESULTADO: ITEM APROVADO

O equipamento ofertado é superior ao solicitado. No item armazenamento foi apresentado
superior ao solicitado, o item apresentado possui 1tb com 7.500 mb/s de leitura e 6.500 mb/s
de gravacio e o solicitado foi leitura de 3.500 mb/s e gravacdo de 3.000 mb/s.

Foi apresentado os seguintes softwares:

e Sistema Operacional Windows 11 pro;
e Suite Office 2021 ESD PRO PLUS;
e Antivirus Kapersky Endpoint Security.

Apds checagem fisica e técnica com uso do manual (em anexo), 0 equipamento apresentado
ATENDE a todos os requisitos técnicos minimos exigidos no Termo de Referéncia.

Cordialmente,

e/

Celso Ri&rdo
Mat; 500.159
Tecnologia da Informagao

Nome: CE ¢SO Nome:
Matricula: GOO76C1 Matricula:
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Produtos Intel®

Processadores Intel”

SOMAR

Intel® Core™ i9-12900 Processor

PROCESSO N®: 3 } 2 2 /0005
DATA DE INiCl{?: le, oz, | 292

rUBRICA: ([ Fis: 1719
1/ 2 @ Q

Familia de processadores

30M Cache, up to 5.10 GHz

30M Cache, up to 5.10 GHz

D Adicionar para comparar

Especificagbes

Baixe as especificagdes
Essenciais

Colecao de produtos

Codinome

Segmento vertical

Numero do processador

Litografia ®

Preco recomendado para o cliente ®

Condicdes de uso @

Especificagtes da CPU

Numero de nucleos @
Ne de Performance-cores
Ne de Efficient-cores

N¢ de threads @
Frequéncia turbo max @

Frequéncia da Tecnologia Intel® Turbo Boost
Max3.0' ®

Frequéncia turbo méx. do Performance-core

6]

Frequéncia turbo max. do Efficient-core @

https:ffwww.intel.com.br.'contenllwwwlbr!ptlprod ucts/sku/134597 fintel-cor

Intel® Core™ i9-12900 Processor

Intel® Core™ i9-12900 Processor

Processadores Intel® Core™ i9 da 122 Geragdo

Produtos com denominagao anterior Alder
Lake

Desktop

i9-12900

Intel 7

$538.00 - $568.00

PC/Client/Tablet, Workstation

16

8

8

24

5,10 GHz

5.10 GHz

5.00 GHz /
3.80 GHz . {J
oA

e-i91 2900—processor-SDm-cache-up-to-S-10—ghzispeciﬁcations.htm| 1/6
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Frequéncia base do Performance-core
Frequéncia base do Efficient-core
Cache @

Cache L2 total

Poténcia basica do processador &

Energia turbo maxima @&

Informacdes complementares
Status

Data de introdugao ®

Op¢des integradas disponiveis @

Ficha técnica

Especificagbes de memaria

Tamanho maximo de memdria (de acordo
com o tipo de memoria) @

Tipos de memoria @

N2 maximo de canais de meméria @
Largura de banda médxima da memaria &

Compatibilidade com meméria ECC' @

Graficos de processador

Graficas do processador” @

Frequéncia da base grafica @

Maxima frequéncia dindmica da placa grafica

6]

Saida grafica @

Unidades de Execugdo @
Resolugdo maxima (HDMI}E @
Resolugdo maxima (DP)f @

Resolugdo méxima (eDP - tela plana
integrada)f @

Suporte para DirectX* O]
Suporte para OpenGL* @
Suporte a OpenCL* @

Mecanismos de Codec Multiformatos @

Intel® Core™ {9-12900 Processor

SOMAR
PROCESSO N2 A 22 4 .2022
240 GH: DJ;-;_A h?L 1J\§ui\j fgf :(.-LIM

ps: A3R0

1.80 GHz

30 MB Intel® Smart Cache
14 MB
65 W

202 W

Launched
Q1'22
Sim

Ver agora

128 GB

Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s
2

76.8 GB/s

Sim

Graficos UHD Intel” 770
300 MHz

1.55 GHz

eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
32

4096 x 2160 @ 60Hz

7680 x 4320 @ 60Hz

5120 x 3200 @ 120Hz

12

4.5

30 )7
2

https:ﬁwww.\n'lel‘com.br.'contentfwwwfhrlpb’productslskul‘i 345097 /intel-core-i91 2900-processor—SOm-cache-up-to-S-1 0-ghz/specifications.html

216
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Intel® Quick Sync Video @&

Tecnologia de Alta Definigao Intel® Clear
Video @

N2 de monitores aceitos '

ID do dispositivo

Opcoes de expansao

Revisdo da Interface de Midia Direta (DMI)
Ne méx. de pistas DMI

Escalabilidade

Revisdo de PCl Express @

Configuragges PCl Express' ®

N2 maximo de linhas PCl Express @

Especificagdes de encapsulamento

Soquetes suportados &
Configuragdo maxima da CPU
Especificagio de solugdo térmica @
Tiuncrion @

Tamanho do pacote

Tecnologias avangadas

Acelerador Gaussiano e Neural da Intel” ®
Intel® Thread Director

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
@

Compativel com Intel® Optane™ Memory ' @
Tecnologia Intel® Speed Shift @

Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 )
Tecnologia Intel® Turbo Boost” @
Tecnologia Hyper-Threading Intel” " @
Intel” 64" @

Conjunto de instrugdes @

Extensées do conjunto de instrucdes @
Estados ociosos @

Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® @

Tecnologias de monitoramento térmico ®

Intel® Core™ i9-12900 Processor

Sim

50?«!‘ , o
m'm m. mi‘i‘ L A3

),{.._x...:

4.0

8

1S Only

5.0and 4.0

Up to 1x16+4, 2x8+4

20

FCLGA1700
1

PCG 2020C
100°C

45.0 mm x 37.5 mm

3.0
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

2.0

Sim

Sim

64-bit

Intel” SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Sim

Sim

f

https :.'Iwww.‘|ntel.com.brfcontentiwwwfbrlptlproductsfskul 134597 /intel-core-i91 2900-processor—30m-cache-up—to-5-1 0-ghz/specifications.html
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https:l{www.intei.com.br!contenwawibrlptfproductslsk

Intel® Core™ i9-12900 Processor
SOMAR

PROCESSO N2 3392 1 2098

Intel® Volume Management Device (VMD - Sim DATA DE IN {CcIO: 0 () /

Dispositivo de Gerenciamento de Volume) @

\J?

Seguranca e confiabilidade J v
Elegibilidade Intel vPro®" Intel vPro® Enterprise, Intel vPro® Essentials
Intel® Threat Detection Technology (TDT) Sim
Inotel' Active Management Technology (AMT)®  Sim
3
Intel® Standard Manageability (ISM) '® Sim
intel® One-Click Recovery ' . Sim
Elegibilidade para o Intel® Hardware Shield k Sim
@
Intel® Control-Flow Enforcement Technology Sim
@
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key Sim
Intel® Total Memory Encryption & Sim
Novas instrugdes Intel® AES @ Sim
Chave Segura ® Sim
Intel® OS Guard Sim
Intel® Trusted Execution Technology ' @ Sim
Bit de desativacio de execugdo’ @ Sim
Intel® Boot Guard @ Sim
Controle de Execugdo baseado em Modo Sim

(MBE — Mode-based Execute Control) @

Programa Intel® da Plataforma de Imagem Sim
Estavel (SIPP) @

Tecnologia de Virtualizagdo Intel® com Sim
protegao de redirecionamento (VT-rp) '

Tecnologia de virtualizagao Intel® (VT-x) " @ Sim

Tecnologia de virtualizagdo Intel® para E/S Sim
dirigida (VT-d)* ®

Intel® VT-x com Tabelas de paginas Sim
estendidas (EPT)' @

Todas as informagdes fornecidas estao sujeitas a alteragdes a qualguer mamento, sem aviso prévio, A Intel pode alterar ¢ ciclo de vida
da fabricagao, as especificagbes e as descrices dos pradutos a qualquer momento, Sem aviso prévio. As informacbes aqui contidas sdo
fornecidas "no estado em que se encontram’ ea Intel nio atribui qualquer declaragae ou garantias relacionadas a precisae das
informagdes, nem sobre as recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter
mais informagdes sobre os produtes ou sistemas, entre em contato com o fernecedor do sisterna,

As classificagdes da Intel sao apenas para fins gerais, educacionass e de planejamento e consistemn nos numeros ECCN (Nimero de
Classificagao de Controle de Exportacdes) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificacdes da Intel sdo
sem os recursos da Intel e ndo devem ser interpretados como uma representagdo ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado.
Coma exportadora efou importadora, sua empresa & responsavel por determinar a classificagio correta de sua transagao.

"Consulte a Ficha técnica para obter definigdes formais de propriedadas @ recursos de produtos.

1 Este recurso pode nao estar dispenivel em 1odos os sistemas de computagao. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar
s seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificages de seu sistema {motherboard, processador, chipset, alimentagdo, HDD,
controle gréfico, meméria, BIOS, drivers, moniter de maguina virtual [VMM], software de plataforma efou sistema operacional) para  *~

v T T [
RUBRICA: { i? FLS
u

u/134597 fintel-core-i91 2900-processor-30m-cache-up-to-5-1 0-ghz/specifications.html

d0s

ey
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Intel® Core™ i9-12900 Processor

saber scbre a compatibilidade dao recurso. A funcionalidade. o desempenho e outros beneficios deste recurse podem variar,

dependenda das configuragdes do sistema.

0Os numeros dos processadores Intel nido sao indicagao de desempenho. Os numeros dos processadares diferenciam recursos dentro de

cada familia de processador, e ndo entre familias diferentes de processadores. Consulte
ht‘tps;ffwww.lnteL:cm.br,fcoment,'wwwfbr,fplfprocessors,'prnr_essor-numbers.html

para obter mais detalhes.

SKUs “anunciados” ainda ndo estio disponiveis, Faver consultar 2 data de langamento para a disponibilidade no mercado,

Frequéncia maxima de turbo refere-se a frequéncia maxima d
Intel® Turbo Boost. Mais informacBes estio disponiveis no site
technalogy/turbo-boost /turbo-boost-technology.htmt

o processador de nucleo Unico que pode ser atingida com a Tecnologia
hnps:,:‘,iwwwjnte{,com/con\ent,’wwwfbr,ipt,‘archLteclure—and—

Consulte https:,f,fwww.mtelcomhr,'r.nntenl;‘www,ibr.fpllar:hllecture-and-ten:hnology,’hvper-threadwng,t‘hyper-threadmg—lechnclogy.html?

wapkw=hyper+threading

para obter mais informagdes, incluindo detalhes sobre quais processadores 530 compativels

com a Tecnologla Hyper-Threading Intel®,

0s processadores compativeis com a computagio de 64 bits na arquitetura Intel®

Alguns produtos supartam as novas instrugdes AES com uma atuali
2630QM/i7-2635QM, I7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/15-2435M,
BIOS que inclui a mais recente atualizagdo da Canfiguragao do processador,

Informagdes sobre a empresa
Nosso compromisso
Diversidade e inclusao
Relagdes com investidores
Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos

®© Intel Corporation
Termos de uso
*Marcas comerciais
Cookies
Privacidade

Transparéncia da cadeira de fornecimenta

requerem BIOS habilitados para arguitetura Intel 64.

zagao da Configuragao do processador, em particular, i7-
15-2410M/i5-2415M; Favor entrar em contato com o OEM parao

SOMAR
PROCESSO N

e
DATA DE INICIO: 42/ o) Lo

RU BRICA:

As tecnologias Intel® podem exigir ativagdo de hardware, software especifico ou de servigos. // Nenhum produto ou componente
pode ser totalmente seguro. /] Os seus custas e re

configuragio e outros fatores. |/ Veja nossos Avisos e isengoes de resp

sultados podem variar. // © desempenho varia de acordo com 0 uso, a
onsabilidade legais completos

.}/ Alntel estd comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos

humanos. Consulte Principios Globais de Direitos Humanos .
da Intel. Os produtos e software da Intel sdo destinados a serem utilizadas aj
contribuam com a violagao de um direito humano reconhecido internacionalmente.

https:ﬁwww.intel.com.br.’contentlwwfbrfp!lproductslskuﬁ 34597 /intel-core-i912900-processor-30m-

penas em aplicagdes que Nao causem ou

_F1S

cache—up—to—5-10-Qhﬂspeciﬁcalions.html
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intel. PROCESSON®:3 12,0 2026
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e
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B760M | SOMAR

PROCESSO N#&: 2392, 1 0024
AOR U S _ E LI T E DATA DE INICIO: 1S/ onhidais

(I" ev. 1 0) RUBRICA: é _ris: X5

Caracteristicas Especificagbes Suporte

Galeria de Imagens Compre

Chipset Intel® B76° O Lista de Comparativos

1. Soquete LGA1700: suporte para
processadores Intel ® Core™,
Pentium ® Gold e Celeron ® de 132
CPU e 12% geracao ”
2. O cache L3 varia com a CPU

* Consulte a "Lista de suporte de CPU"
para obter mais informagoes.

chipset 1. Chipset Intel® B7? Express

memoria

1. Suporte para DDRS 7600(0C) /
7400(0C) / 7200(0C) / 7000(0C) /
6800(0C) / 6600(0C) / 6400(0C) /
6200(0OC) / 6000(0OC) / 5800(
Madulos de memoria OC) /
5600(0C) / 5400(0C) / 5200(0C)/
4800 / 4000 MT/s

2. 4 soquetes DDR5 DIMM com
suporte para até 192 GB (48 GB de
capacidade DIMM unica) de ﬁ’
memoria do sistema )ﬁ

3. Arquitetura de memdria de canal
r/-’
£t Sil und cookies s Tornece o voud uin Seivind Inar el Al @ resporeny, A& usa estu site, vocd taagnuda cun Qo oe arlies, Seence pracisar o maldinfantegnas s gl fdd
wiar eakies; wnite nosss Polits s Provacidade
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Comparar 0 Compare até 4 modelos nesta categoria de produtd

SOMAR
, OCESSO N%:. 3 LdfudousB—
g‘mnﬁm&c&m Jgggjm Comparar

R Py F‘-AS: %!
RU BRIGA: Limpar tudo

B. Suporte para moaulos ge memoria
Extreme Memory Profile (XMP)

(A configuragao de CPU e memaria pode
afetar os tipos de meméria suportados,
taxa de dados (velocidade) e numero de
madulos DRAM, consulte "Lista de
suporte de memoria” para obter mais
informagoes.)

Processador grafico integrado-intel® °
Graphics support:

1.1 x porta HDMI, suportando uma
resolucdo maxima de 4096x2160 a
60 Hz
* Suporte para a versao HDMI 2.0 e
Graficos HDCP 2.3.
Onboard 2.1 x DisplayPort, suportando uma
resolucdo maxima de 4096x2304 a
60 Hz
* Suporte para a versao DisplayPort
1.2 e HDCP 2.3

(As especificagoes graficas podem variar
dependendo do suporte da CPU.)

audio

1. CODEC de 24° Realtek®

9 Audio de alta definigéo

3. 2/4/5.1/7 .1-channel
* vou can change the functionality of
an audio jack using the audio 6'
software. To configure 7.1-channel
audio, access the audio software for )/)
audio settings. /

Ente site usd LoaKiey par forngai v ain seivihe ynaie pesanalicadi & PSRN A et ek St stid panEThe OGN O UG otk S vOsk Pravinal ey rades informing

Ariar eookiss, vt potih Palitica dw Povacade
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Comparar 0 Compare até 4 modelos nesta categoria de produto

SOMAR

PROCESSON®:8)o, 1009

DATA DE INICIOYs foo /2024
RUBRICA: {;}\ FLS: A5 fgpar tudo

CPU:

1.1 x PCI Express x16 slot, supporting
PCle 4.0 and running at x16
(PCIEX186)
* For optimum performance, if only
one PCIl Express graphics card is to
be installed, be sure to install it in
Slots de the PCIEX16 slot.
Expansao
Chipset:

1.1 x PCI Express x16 slot, supporting
PCle 4.0 and running at x4
(PCIEX4)

Support for AMD CrossFireX™
technology

CPU:

1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key,
type 2280 PCle 4.0 x4/x2 SSD
support) (M2A_CPU)

Interface de Chipset:

Armazenamento 4 {4 M.2 connector (Socket 3, M key,
' type 22110/2280 PCle 4.0 x4/x2
SSD support) (M2P_SB)
2. 4 x SATA 6Gb/s connectors

RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
support for SATA storage devices

\
USB Chipset: /ﬂ

Eatersibte viss toakies phid anecs ¥ wicl umaains inai paisenalizada s Bttt 2ate flLe, v d ToAsTIUn Can Y us A conint, Sevoes ardving da s TefQenip nes Lapeateii R
aetitar tenklas, vicite roass Polivics de Prvaconde
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Comparar 0

B760M AORUS ELITE (rev. 1.0) Especificagbes | Placas-mae - GIGABYTE Brasil

SOMAR

Compare até 4 modelos nesta categoria dpREGEEEO Ne: D )9 sl

DATA DE INICIO:/ o foz, [2%
RUBRICA: __ FLS: AN

i

Limpar tudo

3.1 X USB 3.2 Gen 2 1ype-A port (red)

on the back panel

4.1 x USB 3.2 Gen 1 port on the back

panel

5.4 x USB 2.0/1.1 ports available

through the internal USB headers

Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:

1

4 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 ports on
the back panel, 2 ports available
through the internal USB header)

Chipset+USB 2.0 Hub:

1

4 x USB 2.0/1.1 ports on the back
panel

Conectores
Internos /O

Entee gile L fkias wHTE Seyrrpce 45 vask WIe G (naiE gannnalicd

aceitar cookis, winite nossa Boliticn Jo Prvas wlade

13.

14
15

e FEREONEIYLy A MEH ST Il VN & sonea i COEn 2 s g COGTIR, B vace pre. e

.1 x 24-pin ATX main power

connecior

.1 x 8-pin ATX 12V power connector

.1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header

. 3 x system fan headers

2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers

2 x M.2 Socket 3 connectors

4 x SATA 6Gb/s connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header

1 x USB Type-C® header, with USB
3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 1 header

2 x USB 2.0/1.1 headers =

2 x Thunderbolt™ add-in card

P s o e

Jda w0k pge T relers fd
f?

https:.waw.gigaby!e.comlbr!Mo!harboard!BTGOM-AORUS—ELITE—rav-1 O/sp#sp 417
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Comparar 0 Compare até 4 modelos nesta categoria de%@s O N2 D 32023 ML

ZU

DATA DE INCIO: 25 foz s
RUBRIE&:____&,}_MFLS:. B D

¥

Limpar tudo
1 X Clear CMUS jumper

Conectores
Painel Traseiro

P

W oo N Wi

1 x USB Type-C® port, with USB 3.2
Gen 2x2 support

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red)
.3 x USB 3.2 Gen 1 ports

.4 x USB 2.0/1.1 ports

. 1 x HDMI port

. 1 x DisplayPort

.1 x RJ-45 port

. 1 x optical 8/PDIF Out connector

. 2 x audio jacks

Controlador I/O

—

_iTE® I/O Controller Chip

Monitoramento
H/W

oo BN

_Voltage detection

. Temperature detection

. Fan speed detection

“Water cooling flow rate detection
. Fan fail warning

. Fan speed control

* \Whether the fan speed control
function is supported will depend on
the cooler you install.

BIOS

ra gersrplicada

—

.1 x 256 Mbit flash /f

2 Use of licensed AMI UEFI BIOS

168]

PnP 1.0a, DMI 2.7, WiM 2.0, SM Y7

BRIOS 2.7, ACPI 5.0

FapOnErdts, el Ut e Sl v v din corm g wad e COfdtkd. G wden pracaal da mai infarneies LT Rt e
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B760M AORUS ELITE (rev. 1.0) Especificagdes | Placas-mae - GIGABYTE Brasil

Comparar 0 Compare até 4 modelos nesta categoria de produto

asglar g

SOMAR
PROCESSO N%: 3% 2:2.1.22.a
DATA DE INIGIO: 12 | o229

AR ICA: TLS: :H ?
RUBA‘-—&I-“» : Imp 0
|

EXCiusivas 3% .
application may also vary depending
on motherboard specifications.
2. Support for Q-Flash
3. Support for Q-Flash Plus
1. Norton® Internet Security (OEM
Pacote de version)
Software 2. LAN bandwidth management
software
Sistema 1. Suporte para Windows 11 de 64 bits
Operacional 2. Suporte para Windows 10 de 64 bits

1. Fator de Forma Micro ATX; 24,4 cm

Fator de forma X 24 4 cm

Yies 0410 forrese) 4 Vi & i Seivie ok personehzado @ repanti fa i St fas, S EanEo e omm O uacede GGk ks S8 itk BRI e mdic i

* Os termos e expressbes "HDMI”, “HDMI High-Definition Multimedia
Interface” e “Trade dress da HDMI", e os logotipos da HDMI sdo marcas
comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.
Todos os materiais disponiveis sao

para referéncia simples. A GIGABYTE reserva o dirgito de modificar ou
revisar o contelido a qualquer momento sem aviso previo.

* Todas as marcas e logotipos séo de propriedade de seus préprietérios.
* Devido a arquitetura padréo do PC, uma quantidade de memoria €
reservada para uso do sistema, portanto o tamanho da memoria & menor
do aue a auantidade de exibicao

riyig s rapredine nas)

iite nousa Pallfica o Pouacdsde

https'waww.gigabyte.comlbrIMotherboardiB?GOM-AORUS-ELIT E-rev-10/sp#sp 6/7
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Comparar 0 Compare até 4 modelos nesta categ0££&%iﬁ{oduto

PROCESSO N: 33 .2 2 72023
DATADE mimj\: 1S |o o |20

ruUBRICA:__({J} FLS: AX3L
v ‘ Limpar tudo
SOBRE A GIGABYTE CONSUMIDOR EMPREENDIMENTO SOI.UCT\O SERVICO DE
SUPORTE
Sobre nés Placa-mae Placa-mae do servidor  Solugdes de aplicativos ‘
Suporte ao produto
CSR Placa de video Rack Server Solucdes da indUstria
Suporte on-line
Noticias Computador portatil ~ GPU Server
Perguntas frequentes
carreira Monitor High Density Server RECURSO
. garantia
Investidor computador Advanced Cooling Entendimento
Fale Conosco Periféricos para ARM Server Caso de Sucesso
computador
Storage Server Prémios
Componentes para
computador -
P Edge Server Noticias
Tower Server / Eventos
Workstation
Computagdo Embebida
SIGA-NOS
® ® 6@ @
Brasil - ©2023 GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

@

(Portugués) | Termos de uso l Privacidade | mapa do site
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21/08/2023, 13:20 Especificagao UD850GM | Fonte de alimentagao - GIGABYTE Global

Consumidor  Empreendimento Linguagem
GIGABYRRODUTOS ¥ SERVICO DESUPORTE  ENTENDIMENTO NBriciag?]  cBgrraflr  Q
Lar > Fonte de energia > UD850GM

SOMAR

UDSSOGM FRQCESS{)Ngzajgféi/,:ﬂ =

DATA DE INICIO: f2 /o B
. o . . RUBRICA: (0 Fis: 1Dzoy
Caracteristicas principais Especificagao  Apoiar “%I Ls: 1102

Noticias e prémios Galeria Comprar

Fonte de energia U Comparar

Modelo GP-UD850GM
Tipo Fator de forma Intel ATX 12V v2.31
PFC PFC ativo (> 0,9 tipico)
Tensao de Tk

100-240 Vac (faixa completa)
entrada

Corrente de

-BA
entrada I
Frequéncia k
de entrada 60-50 Rz
Capac':ldade 850W
de saida

Dimensao 150 x 140 x 86 mm

Tipo de Ventilador de rolamento hidraulico de 120 mm
Ventilador (HYB)

80 MAIS Quro av
Eficiencia  90% em carga normal /V
MTBF > 100.000 horas

https:llwww.gigabyte.comlPower-SupplyIGP-UDSSOGMlsp#sp 13
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Especificagdo UDBS0GM | Fonte de alimentagéo - GIGABYTE Global

Comparar 0 Compare até 4 modelos nesta categoria de produto

SOMAR Comparar
PROCESSO N¥: 32l Lo
DATA DE mic.}odﬂ.fw% Kimpar fudo

WSHIPY U >16ms RUEEIC-‘-"“ ‘,.“ i%’_j._éé

espera U,

Tipo de

Plana
sabid na, toda preta

EMPRESA

Sobre nos

ATX/MB 20+4 pinos x 1: 610mm*1

CPU/EPS 4+4 pinos x 2: 600mm*2

PCl-e 6+2 pinos x 4: 600mm-+150mm™2
Conectores SATAX 8.

600mm+150mmi+150mm +150mm*2

Periférico de 4 pinos x disquete de 3+4 pinos

% 1: 500mm-+120mm+120mm+150mm™1

* Todos os materiais aqui fornecidos sao apenas para referéncia. A
GIGABYTE se reserva o direito de madificar ou revisar o contetdo a
qualquer momento sem aviso prévio.

* O desempenho anunciado € baseado em valores tedricos maximos de
interface dos respectivos fornecedores de chipsets ou organizagoes que
definiram a especificagéo da interface. O desempenho real pode variar de
acordo com a configuragao do sistema. ,

* Todas as marcas registradas logotipos s@o propriedade de seus
respectivos proprietarios.

* Devido & arquitetura padrao do PC, uma certa quantidade de memoria é
reservada para uso do sistema e, portanto, o tamanho real da memoria &
menor do que a quantidade declarada.

CONSUMIDOR EMPREENDIMENTO SOLUCAO SERVICO DE
SUPORTE

placa-mae Placa-mie do servidor  Solugdes de aplicativos

Suporte ao produto

frc Tty parszanahEaks o FESREDUVEAT BTl S5t STl vOrd LAt Con it SOt S8 vtk pracial Jde i nfarmiagoes by Eeelain fad
i
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Comparar 0 Compare até 4 modelos nesta categoria de produto

SOMAR

K’RQCESSO N® 3300 | oo

DATA DE INICIO; 1o loo liaz

Qy\ }i-'i_&!:_ﬁ?f&_{-jf_npar tudo

TTeRIC
RUB .‘.‘._;.".JA.

Componentes do PC . Notici
omponentes do Servidor de oticias

armazenamento
Eventos

servidor de borda

Servidor Torre / Estacao
de Trabalho

Computagao Embebida

e-Mobilidade
SIGA-NOS
® ® (in)
Inglés ©2023 GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
@ Global) | Termos de uso | politica de Privacidade | Mapa do site
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Memory Specs:

Technology Support:

GeForce RTX 4080 Graphics Cards for Gaming

Base Llock (LHz)

Standard Memory Config

| N\‘{{DIA
SOMA
PROCESSO N¥: 42u il —
pATA DB INICE : do Joa 2

o \23D
(o O | s A2

2l

16 GB GDDREX

Memory Interface Width

Ray Tracing Cores

256-bit

3rcl Generation

Tensor Cores

4th Generation

NVIDIA Architecture

Ada Lovelace

NVIDIA DLSS 3
NVIDIA Reflex Yes
NVIDIA Broadcast Yes
PCI Express Gen 4  Yes
Resizable BAR Yes
NVIDIA® GeForce Experience’ Yes
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Highlights Yes
NVIDIA G-SYNC' Yes -

https://www.nvidia .comlpl-brlgeforce!graphics—-cardsl40-seﬁes!rb<—408ol

113




21/08/2023, 13:11 GeForce RTX 4080 Graphics Cards for Gaming | NVIDIA

SOMAR
PROCESSO N®:2 20 o .
DATA DE INLC O 1= o Do o

Hase CIock (iHz) RUBRICA:___ ) FLS: R0 s
Memory Specs: Standard Memory Config 16 GB GDDRBX

Memory Interface Width 256-hit
Technology Support: Ray Tracing Cores 3rd Generation

Tensor Cores Ath Generation

NVIDIA Architecture Ada Lovelace

NVIDIA DLSS 3

NVIDIA Reflex Yes

NVIDIA Broadcast Yes

PCl Express Gen 4 , Yes

Resizable BAR Yes

NVIDIA® GeForce Experience” Yes

NVIDIA Ansel Yes

NVIDIA FreeStyle Yes

NVIDIA ShadowPlay Yes

NVIDIA Highlights Yes

NVIDIA G-SYNC” Yes e

= e e —————
https:lfwww.nvidIa.oomlpt-brlgeforcelgraphics-cardsl40-seriesfﬂx—4030!
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SOMAR .
pPROCESSO Ne33 22125

4 {L‘} ~ ﬁ _/:’"
TA DE IN {c1072 | 22
s " Fis: SX2T

RUBRICA: 0
Base Clock (WHZ) 2.2 1 |
Memory Specs: Standard Memory Config 16 GB GDDREX
Memaory Interface Width 256-bit
Technology Support: Ray Tracing Cores _' 3rcl Generation
. Tensor Cores 4th Generation
NVIDIA Architecture Ada Lovelace
NVIDIA DLSS 3
NVIDIA Reflex Yes
NVIDIA Broadcast Yes
PCl Express Gen 4 Yes
Resizable BAR Yes
NVIDIA® GeForce Experience Yes
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle : Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Highlights Yes
NVIDIA G-SYNC” Yes il

hitps:/iwww. nvldia.cornlpt—brigeforce!graphiw—cardsmo-seriesmx-tloeo.’ 313
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SOMAR ‘
PROCESBD N®: 3 yow 11049

Hase Llock (bHzZ)

DATA BE INICIQ: 15 00 [ 27

pusnica: [ rFLs: AR

]

v

|
a.iél

Memory Specs: Standard Memory Config 16 GB GDDREBX
Memory Interface Width 256-bit
Technology Support: Ray Tracing Cores 3rd Generation
Tensor Cores 4th Generation
NVIDIA Architecture Ada Lovelace
NVIDIA DLSS 3
NVIDIA Reflex Yes
NVIDIA Broadcast Yes
PCI Express Gen 4 Yes
Resizable BAR Yes
NVIDIA" GeForce Experience” Yes
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Highlights Yes
NVIDIA G-SYNC™ Yes =
¢
https://www.nvidia .comlpt-br!geforcelgraphics—cardsf40—serieslrtx—4080l e /& 4/13
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PROCESSO N®:332 ., 702,

DATA DE INICIO: (s, foz, (Do
RUBRICA:_ () s A%29

)

Hase LIoCK (LHz) 2.2 1 i
Memory Specs: Standard Memaory Conﬁg 16 GB GDDREBX |
Memary Interface Width 256-bit
Technology Support: Ray Tracing Cores 3rd Generation
Tensor Cores 4th Generation
NVIDIA Architecture Ada Lovelace
NVIDIA DLSS 3
NVIDIA Reflex Yes
NVIDIA Broadcast Yes
PC| Express Gen 4 Yes
Resizable BAR Yes
NVIDIA® GeForce Experience’” Yes g
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Highlights Yes
NVIDIA G-SYNC Yes | v

https://www.nvidia.com/ pt-br/geforce/graphics-card s/40-series/rtx-4080/ ) 5/13
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SOMAR
PROCESSO N®:3 3.0, /2220
DATA DE INICIQ: 4 oo [ 2222
RUBRICA: FLS: ﬁﬁ'_»joe
pase LIoCK (takHz) 2.2 1
2 A:
Memory Specs: Standard Memory Config 16 GB GDDREX
Memory Interface Width 256-bit
Technology Support: Ray Tracing Cores 3rd Generation
Tensor Cores 4th Generation
NVIDIA Architecture Add Lovelace
NVIDIA DLSS 2
NVIDIA Reflex Yes
NVIDIA Broadcast Yes
PC| Express Gen 4 Yes
Resizable BAR Yes
NVIDIA® GeForce Experience Yes
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Highlights Yes
NVIDIA G-SYNC® Yes SO0
ol e o Gt e ] i " SRR i i

https:flwww.nvidia.eomIpt-brfgeforoelgraphics—cards!40-seriesfrtx—40801 / 6/13
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SOMAR

PROCESSON%:33,2.2 10004

DATA DE IN{CIO: 4 jo2 im
RUBRICA: \- - FES: AN
Vi

Hase LIOCK (bHZ) ekl
-
Memory Specs: Standard Memory Config 16 GB GDDRBX
Memory Interface Width 256-bit
Technology Support: Ray Tracing Cores 3rd Generation
Tensor Cores Ath Generation
NVIDIA Architecture Ada Lovelace
NVIDIA DLSS 3
NVIDIA Reflex Yes
NVIDIA Broadcast Yes
PCl Express Gen 4 Yes
Resizable BAR . Yes
NVIDIA® GeForce Experience” Yes
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Highlights: Yes
NVIDIA G-SYNC Yes -

‘=
R

https://www.nv idia.comfpt-brfgeforcalgraphics-ca‘rdsl40-seriesirtx-4DBOI M3
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SOMAR
PROGESSO Ne: S 2 dle—
pATA DE INECIO; g oo ]2
ey raniGA ___q_ FLS: Eﬂ—%

Hase Llock (aHz) 2 ] G
Memory Specs: Standard Memory Config 16 GB GDDREX

Memory Interface Width 256-bit
Technoiogy Support: Ray Tracing Cores 3rd Generation

Tensor Cores 4th Generation

NVIDIA Architecture Ada Lovelace

NVIDIA DLSS 3

NVIDIA Reflex Yes

NVIDIA Broadcast Yes

PCl Express Gen 4 Yes

Resizable BAR Yes

NVIDIA® GeForce Experience Yes

NVIDIA Ansel Yes

NVIDIA FreeStyle Yes

NVIDIA ShadowPlay Yes

NVIDIA Highlights Yes

NVIDIA G-SYNC” Yes .

hﬂps:Itwww.nvidia.comfpt—brlgeforcelgraphics-cardsl40—seriesirtx-4080.f /g 8/13
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Memory Specs!

Technology Support:

GeForce RTX 4080 Graphics Cards fgr‘é‘aﬁfmg | NVlDlﬁq 23 M
. PR ;

Hase CloCK (bHz)

Standard Memory Config

ROCESSY
pATADE TN LS}’}_@
RUBRICH
o
2.2

16 GB GDDRB&X

Memory Interface Width

Ray Tracing Cores

256-bit

3rd Generation

Tensor Cores

Ath Generation

NVIDIA Architecture

Ada Lovelace

NVIDIA DLSS 3
NVIDIA Refiex Yes
NVIDIA Broadcast Yes
PC| Express Gen 4 Yes
Resizable BAR Yes
NVIDIA GeForce Experience’” Yes
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Hignlights Yes
NVIDIA G-SYNC Yes e

R b

https://www. rwidia.com!pt-brlgeforcefgraphlcs-cardsl40-series!rtx—4080[
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' SOMAR
PROCESSO N8 )2 | 2095
DATA DE INIC10: 25 /o2 (204D
Base LIock (taHz) RUBRICAZ.Z] ﬁ FLS: 0“3&& :
ki) e
Memory Specs: Standard Memory Config 16 GB GDDRBX
Memory Interface Width 256-bit
Technology Support: Ray Tracing Cores 3rd Generation
Tensor Cores Ath Generation
NVIDIA Architecture Ada Lovelace
NVIDIA DLSS 3
NVIDIA Reflex ‘1.’9&3
NVIDIA Broadcast Yes
PCI Express Gen 4 Yes
Resizable BAR ' Yes
NVIDIA" GeForce Experience Yes
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle _ Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Highlights Yes
NVIDIA G-SYNC Yes (=

https:waw.nvidla.comlpt-brfgeforcelgraphics-cardsmo-series{rlx-4080! /f 1013
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SOMAR
Q. ¢
RUBRICA: .
Base LIock {LbHz) Zigd
E
Memory Specs: Standard Memory Config |16 GB GDDRBX
Memory Interface Width 256-bit
Technology Support: Ray Tracing Cores 3rd Generation
Tensor Cores 4th Generation
NVIDIA Architecture Ada Lovelace
NVIDIA DLSS 3
NVIDIA Reflex Yes
NVIDIA Broadcast Yes
PCI Express Gen 4 Yes
Resizable BAR Yes
NVIDIA® GeForce Experience Yes
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Highlights Yes
NYIDIA G-SYNC Yes -
EE r G et i
V
hﬂps:lew.nvidia.oomfpt—br!geforcef.graphics—cardsl40—seﬂeslrtx—4080! . v/ 11113
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GeForce RTX 4080 Graphics Cards for Gaming | NVIDIA

SOMAR
PROCESSO N®: 83 Zoly L 24025~
DATA DE INICIO: s koo, [ 2%

RUBRICA: _I“LSLSB—b
Hase LIocK (GHz) 2.2l
Memory Specs: Standard Memory Config 16 GB GDDRBX
Memory Interface Width 256-bit
Technology Support: Ray Tracing Cores 3rdd Generation

Tensor Cores

Ath Generation

NVIDIA Architecture

Ada Lovelace

NVIDIA DLSS 3
NVIDIA Reflex Yes
NVIDIA Broadcast Yes
PCl Express Gen 4 Yes
Resizable BAR Yes
NVIDIA® GeForce Experience’ Yes
NVIDIA Ansel Yes
NVIDIA FreeStyle Yes
NVIDIA ShadowPlay Yes
NVIDIA Highlights Yes
NVIDIA G~SYNC’A Yes -
T
A

https:Ilwww.nvidIa.comlpt-brlgeforcelgraphics-cardsi40—serieslrtx-4080!
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SO aA A
PROCESSO N2 %9 2.2 27D
DATADE INICY Yo 02 12023

e

Hase Liock (LHZ) ; *

Memory Specs: Standard Memory Config 16 GB GDDRBX
* ‘

Memory Interface Width 2506-bit
Technology Support: Ray Tracing Cores ' 3rd Generation

Tensor Cores 4th Generation

NVIDIA Architecture Ada Lovelace

NVIDIA DLSS 3

NVIDIA Reflex Yes

NVIDIA Broadcast Yis

PCI Express Gen < . Yes

Resizable BAR Yes

NVIDIA® GeForce Experience Yes

NVIDIA Ansel Yes

NVIDIA FreeStyle ‘ Yes

NVIDIA ShadowPlay Yes

NVIDEA Highlights Yes

INVIDIA G-5YNC” Yes v
T i iat il e : 7 Rriid i YRR WA Vit - e P
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Memory Module Specifications

KINGSTON

KF552C40BB-16
16GB 2G x 64-Bit
DDR5-5200 CL40 288-Pin DIMM

DESCRIPTION

Kingston FURY KF552C40BB-16 is a 2G x 64-bit (16GB)
DDR5-5200 CL40 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory
module, based on eight 2G x 8-bit FBGA components per module.
The module supports Intel® Extreme Memory Profiles (Intel®
XMP) 3.0. Each module has been tested to run at DDR5-5200 at a
low latency timing of 40-40-40 at 1.25V. The SPDs are
programmed to JEDEC standard latency DDR5-4800 timing
of 40-39-39 at 1.1V. Each 288-pin DIMM uses gold contact
fingers. The JEDEC standard electrical and mechanical
specifications are as follows:

FACTORY TIMING PARAMETERS

* Default (JEDEC):
* XMP Profile #1:
* XMP Profile #2:

DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V
DDR5-5200 CL40-40-40 @1.25V
DDR5-4800 CL38-38-38 @1.1V

kingston.com

SPECIFICATIONS
CL(IDD) 40 cycles
Row Cycle Time (tRCmin) 48ns(min.)
Refresh to Active/Refresh 295ns(min.)
Command Time (tRFCmin)
Row Active Time (tRASmin) 32ns(min.) .
UL Rating 94V -0
Operating Temperature 0°Cto+85°C
Storage Temperature -55° C to +100° C

FEATURES

« Power Supply: VDD = 1.1V Typical
- VDDQ = 1.1V Typical

« VPP = 1.8V Typical

+ VDDSPD = 1.8V to 2.0V

« On-Die ECC

« Height 1.37" (34.9mm), w/heatsink

Continued >>

Document No. 4810306B
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349 mm
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MODULE DIMENSIONS

All measurements are in millimeters.
(Tolerances on all dimensions are £0.12 unless otherwise specified)
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The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Kingston reserves the right to change any information at anytime without notice.

FOR MORE INFORMATION, GO TO KINGSTON.COM

©2022 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain valley, CA 92708 USA. All rights reserved. Document No. 4810306B  Page 2

Kingston FURY and the Kingston FURY logo are trademarks of Kingston Technology Corporation.
All trademarks are the property of their respective owners. kingston.com
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NVMe-Gen4 S7500 1TB (3DRJ-G4NV1TB)

Marca: 3PConnexion
Modelo:NVMe-Gen4 S7500 1TB (3DR]-NV1TB)

Capacidade: 1TB (7500 Mbps leitura/6500 Mbps s gravacao)

o @
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SOMAR

LI PROCESSO N2: 33 9.2 12025
h DATA DE INICJO: 45 /o2 f2e2:
RUBRICA: FLs:_419)
MMum;mmm _.....r.. - —
[ DE: Departamento de T! N2 PROCESSO: 3722/2022
PARA: Pregio Presencial 21/2023 ﬂl\: 06/09/2023

ASSUNTO: Parecer sobre analise de amostras do LOTE 1 —Item 1.4. - Estacdo de trabalho
portatil (notebook)

Prezada Senhora Pregoeira,

Apos a realizacdo de andlise do equipamento disponibilizado no dia 04 de setembro de 2023,
pelo licitante vencedor do LOTE 1 ITEM 1.4 — KM CONSULTORIA, REPRESENTAGOES E
PRODUGOES LTDA, pessod juridica de direito privado com O CNPJ ne 20.748.820/0001-73. Em
face de requisito necessario ao Processo n2 3722/2022 ocorrido por meio do pregdo presencial
21/2023 apuramos 0 seguinte:

Referente ao LOTE 1 - Item 1.4—- Estagdo de trabalho portatil (notebook)

Modelo apresentado: equipamento de montagem prépria

1. Analise de conformidade com as especificacoes

Nio serio admitidos configuragoes, ajuste ou
alteracoes que impliquem no funcionamento
fora as condicoes normais recomendadas pelo

fabricante do equipamento, tais cOmo: X
alteracoes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de memoria, uso de
drivers nio homologados, etc.

Suportar ACP1 (Advanced Configuration and
Power Intetface), com controle automatico de X
rotacio do ventilador da CPU

Devera possuit, integrado 2 placa-mae do
computador (on-board), sem adaptagoes,
subsistema de seguranca TPM (Trusted
Platform Module) compativel com a norma X
TPM Specification Version 2.0 ou supetior

especificada pelo TCG (Trusted Computing

Group)

Geral

Placa Mie

Suportar Boot pot pen drive ou drive X
conectado ao USB.

Suportar autenticagao IEEE 802.1x nas

interfaces de rede integradas para autenticagao X
na rede corporativa, mesmo que o sistema

operacional nao tenha sido inicializado

Suportat autenticacio IEEE 802.1x nas
interfaces de rede integradas para autenticagao X
na rede corporativa, mesmo que o sistema

operacional nao tenha sido inicializado.

V)
n




. PROCESSO N2: Y 2.2 12004

E INICIO: 5 fog /2023

i - A= {
E,‘w FLS: A1
A ITARGIA NNIPAL DE SERVCES £ RS DE MARICH / -

Devera ser do mesmo fabricante do
microcomputador, ou fabricada sob sua

especificagio, nao sendo aceito o emprego de X
placas-maes de livre comercializacdo no

metcado

A placa-mie fornecida deveri ser totalmente X

compativcl com O proccssador ofertado

Devera possibilitar expansio de memoria

DDR4, com frequéncia de no minimo

2 400MHz, até no minimo 16 GB (dezesseis X
gigabytes), com substituicio e acréscimo de

pentes de meméria, permitindo, assim, ©

alcance solicitado

Possuir interface de disco rigido padrao SATA
111 de 6GB/s NVMe ou M.2 (2280)

Atualizacio corretiva da BIOS, através de
software proprio do fabricante (publicagdes no
site) ou homologado por cle

Compativel com 0 padrio Plug & Play

Suportar SMBIOS (System Management BIOS) na
versio 2.3 ou superiof.

BIOS portugués ou inglés, em conformidade

com a especificagao UEFI 2.1

(http:// www.uefi.org), e capturdvel pela

aplicagio de inventario. O fabricante deverd X
possuir compatibilidade com o padrio UEFI

comprovada atraveés do site

http:// www.uefi.org/members, na categotia

membros

Suporte 2 tecnologia de previsao €
contingenciamento de falhas de disco rigido
S.M.A.R.T habilitada

Possuir funcio de registro de numero de série
da placa-mac com leitura remota

Deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante

do equipamento ou via Copyright. O fabricante

do computador devera possuir livre direito de

edigio sobre a BIOS, garantindo assim

adaptabilidade do conjunto adquirido. Caso a X
mesma seja fornecida em regime de copyright,

o Fabricante da BIOS devera atestar 0 livre

direito de edi¢io por parte do Fabricante do

equipamento

Deve possuir sistema integrado de diagnodstico

que permita verificar a saide do sistema, bem

como diagnéstico na BIOS em modo grafico X

em dois modos (simples € avancado), capaz de f
verificar os seguintes itens: Slots PCL/PCI \
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Express; Saidas de video; Unidades de
Armazenamento; Boot do sistema operacional;
Funcionalidade de portas USB; Sistema de
ventilacio; processador ¢ Memoria RAM

armazenamento conectados 20 equipamento

Processador

Memoria RAM

Deve possuir arquitetura %86, 64 (sessenta €
quarto) bits

1W
Possui ferramenta que possibilita realizar a
formatacio definitiva dos dispositivos de

Possuir no minimo 06 atcleos e 16 threads

Frequéncia minima: 3.2 Ghz até 4.4 GHz

Minimo de 16 MB de Cache {

< X [X[X|>xX| X

processo de fabricagio vigente, nao podendo

De ultima geragao disponivel pelo fabricante
do processador no mercado nacional, com
estar em descontinuidade.

Sistema de dissipagdo de calor dimensionado X
para a perfeita refrigeragdo do processador.

16 (desseseis) Gigabytes de memoria RAM —

DDR-4 com no minimo 3200 Mhz, ou X
superior, configurados no modo dual channel

ou superior

Unidade de

armazenamento

SATA

Interfaces de
Comunicagao

Tipo SSD (Solid-state drive) interno com

capacidade minima de 500 GBytes e X
tecnologias MLC (Multi Memory Cell) ou

superiot

Conexio NVMe ou M.2, de 6 GB/s, ou
superior

Possuir MTBE (Mean Time Between Failures)

de no minimo 1.000.000 de horas, capacidade

de leirura dindmica sequencial de no minimo X

520 MB/s, capacidade de escrita sequencial de

no minimo 260 MB/s.

Dispositivo de rede sem fio nos padroes

802.11a, 802.11ac, 802.11g e 802.11n ou,

alternativamente, dispositivo de rede sem fio X

nos padroes 802.11b, 802.11ac, 802.11g e

802.11n

Controlador sem fio com suporte a 24 Ghzeb -
Ghz de banda

Antena wi-fi de dupla-banda (Dual-Band) -
interna
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01 (uma) controladora de Rede, integrada a
placa mae com velocidade de 10/100/1000
Mbits/s, padtdes Ethernet, Fast-Ethernet €
Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-
and-play, configuravel totalmente pot software,
com conector padrio RJ-45 e fungao wake-on-
lan em funcionamento ¢ supotte 2 multiplas

VLANS (802.1q e 802.1x).

01 (uma) Interface Bluetooth Bluetooth v.4.0
ou supefiof, integrada ao equipamento, sem O
uso de adaptadores.

Interfaces

Audio

Gabinete, pesos
e mediadas

| 01 (um) conector padrio mini D-SUB, ou D-

03 (trés) portas USB, sendo ao menos 01 (uma)
com interface no padrio USB 3.1

SUB, 15 pinos fémea para conexio de monitor
externo sendo aceito uso de adaptadores. Neste
segundo €aso O adaptador devera ser fornecido
junto com o equipamento

01 (uma) Interface HDMI sendo aceita
adaptadores externo 00 caso de porta
DisplayPott ou mini DisplayPort. Neste
segundo caso o adaptadot devera ser fornecido
‘unto com o equipamento

Nio serio aceitas interfaces adaptadas com
dispositivo USB, cartoes externos tipo
PCMCIA ou Express Card

Controladora de dudio estéreo 24 bits com
suporte 2 “High‘Deﬁnirion Audio” ou
Arquitetura de Audio Unificada

01 (um) conectot para fone de ouvido ou
disponivel em interface combinada e/ou 01
(um) conector para microfone ou disponivel
em interface combinada, na funcio combo
02 (dois) alto-falantes embutidos, com poténcia
total minima de 2 watt cada e controle de som
(aumentar, diminuir ¢ mudo) integrado a0
gabinete ou através de combinagio de teclas

01 (um) microfone digital integrado

Sistema de ventilagio dimensionado para a
perfeita refrigeragio dos componentes internos,
operando em sua capacidade maxima, pelo
periodo de dez horas didrias consecutivas em
ambiente nio refrigerado

Peso maximo de 1,8 Kg (com flexibilidade de
5% para mais) contando com a bateria e disco
SSD. Mouse e bolsa de transporte nao serdo

pesados em conjunto com O equipamento
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Devera ser refor¢ado com 08 seguintes
compostos: carbono ou magnésio ou titinio ou
aluminio ou reforco de fibra de vidro reforgada
com plastico ou ABS de alta resisténcia ou
ainda composto similar destinado a0 uso
corporativo. Deveri ser comprovado através de X
declaracio do fabricante do equipamento, por
laudo técnico emitido pelo INMETRO, IPT ou
outro Grgio ou instituigao reconhecidamente
capacitado(a) para avaliacao de composigoes
materiais

Cor preta, cinza, prata ou combinagio dessas.

Botao liga/desliga devendo ter 2 possibilidade
de ser desligado por software mantendo
pressionado o botdo, 0 qual deve possuir
dispositivo de protegio para prevenir 0
desligamento acidental

Possuir luz de indicagio do equipamento ligado
(power-o11) acoplado 20 hardware

Entrada universal para trava de seguranga

Alimentagdo

Considerando o acesso a0s dispositivos de
armazenamento, medida pelo software Battery
Eater mais recente ou pelo software Bapco
MobileMatk 2014 ou mais recente, a bateria
deve garantir funcionamento do equipamento
por pelo menos 150 minutos em condigoes
aormais de uso, com a tela em brilho médio.
Abaixo do tempo estipulado, 2 bateria serd
considerada defeituosa

Carregadot bivolt cornpan'vel com O
equipamento ofertado

Fonte de alimentagio, compativel com 2 bateria
ofertada com as especificacoes de tempo de X
autonomia indicadas no item anterior

Adaptador AC universal para o equipamento -
entrada de 110/220 VAC — 50/60 Hz, com
comutacao automatica. Nio serd aceito
aenhum transformador externo

Deverao ser fornecidos cabos de energia com
plugues atendendo a nova padronizagao
brasileira para tomadas e plugues elétricos
(norma NBR 14136). Neste caso, a contratada
devera entregat 0S respectivos adaptadores,
objetivando ativagao de todos os equipamentos
em tomadas de modelo antigas 2P+
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Tecnologia LCD, ou LED , ou OLED de, no
minimo, 13,3” (treze virgula trés polegadas) 3,
no maximo, 147 (quatorze polegadas) na

diagonal (admitida variacio maxima de 5%).

Padrio “Plug & Play” ¢ tesolucio nativa Full
HD (1920x1080) ou superior, com no minimo
16 milhoes de cores

Possuir controle de brilho.

Capacidade de visualizacio simultinea das
imagens na tela e em um monitor externo, com
tratamento anti-reflexivo

Webcam

Camera integrada de alta resolucio (720p HD)
ou superior

Teclado

Correspondente com o padrao ABNT II

O funcionamento deveré set perfeito quando o
sistema operacional estiver configurado para ©
Teclado Brasileiro padrio ABNT IL

Presenca de, no minimo, doze teclas de
funcoes (F1-F12) situadas na por¢ao superior
do teclado, com acionamento feito de forma
direta, ou seja, sem setr por meio de
combinacio de teclas

Impressio das teclas do tipo permanente, na0
podendo apresentar desgaste por abrasio ou
uso prolongado.

Possuir dreno e/ou protegao nativa do projeto
do equipamento que impossibilite passagem do
liquido para © interior do equipamento nos
casos de derramamento acidental.

Dispositivo apontadot integrado a0 gabinete,
tipo “touch pad”, com a funcionalidade de
botdo esquerdo e direito.

rAdequagﬁo as
politicas e
normas de
seguranga e
ergonoimia

O equipamento deve seguir a diretiva de RoHs
(Restriction of H. azardous Substances) em seu
processo de fabricagao. A exigéncia visa 2
restricio de uso de substincias nocivas no
processo de fabricacio dos equipamentos

Compatibilidade

o

Para o modelo de microcomputador ofertado,
deve ser comprovada a compatibilidade com ©
sistema operacional Windows 11 Professional
ou superior, mediante declaracio do fabricante
do equipamento. Esta compatibilidade deve ser
comprovada através da presenca do
equipamento na lista Windows Catalog,
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mantida pela Microsoft, devidamente j
atualizado, na entrega dos equipamentos

Os equipamentos ofertados (Marca e Modelo)
nio deverdo estar em processo de
descontinuidade e ndo deverao set
descontinuados até 60 (sessenta) dias apos a
data da abertura do certame. A licitante deverd
apresentar declaragao do fabricante como
comprovagao.

Numero de série Ginico para cada equipamento,
afixado em local visivel na parte externa do
gabinete (ou no compartimento da bateria) € na
embalagem que o contém, conforme previsto
no item “4.2 - Identificacdo dos equipamentos”

Deverio ser entregues todos os cabos, drivers €
manuais necessarios a sua instalacio bem como
a de seus componentes.

Nio podera ser do tipo NETBOOK

[ Todos os equipamentos a serem Cntregues
deverio ser idénticos, ou seja, todos 0s
componentes eXternos e internos com Os
mesmos modelos e marca dos utilizados nos
equipamentos enviados para homologagio,
conforme previsto no item “3 - Descricio da
solucdo a set contratada”.

Acessorios

Deveri o equipamento vif acompanhado de
maleta ou mochila para transporte € protegao,
em couro, poliéster, poliuretano ou nylon, na
cor preta (ou igual a do equipamento), com
acabamento interno / externo acolchoado,
reforcado para protegao extra, com alca
removivel e bolsos interno (para documentos €
objetos) e externo (para acomodar carregador €
mouse), garantida a efetiva resisténcia a0
equipamento

Devera ser entregue todos cabos, € conectores
necessarios a0 funcionamento do equipamento

Sistema
operacional

Os equipamentos deverdo ser entregues com a
licenca do sistema operacional Microsoft
Windows 11 Professional 64 bits OEM no
Idioma Portugués do Brasil. A contratante
podera solicitar a Microsoft verificacdo da
autenticidade do software

Suite Office

Os equipamentos deverdo ser entregues com a
licenca do pacote Office 2019 ou superior no
Idioma Portugués do Brasil. A contratante
podera solicitar a Microsoft verificagio da
autenticidade do software

—
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Os equipamentos deverio possuir antivirus

endpoint e com servico de monitoramento,
Antivirus manutencio e resposta a incidentes com

tecnologia EDR (Endpoint Detection and

Response

RESULTADO: ITEM APROVADO

O equipamento ofertado é superior ao solicitado. O processador apresenta 8 nucleos e 16
threads, acima do solicitado de 6 nticleos e 16 threads. No item armazenamento foi apresentado
superior ao solicitado, o item apresentado possui 512 gb com 3.500 mb/s de leitura e 2.100 mb/s
de gravacao e 0 solicitado foi leitura de 520 mb/s e gravagdo de 260 mb/s.

Foi apresentado 0s seguintes softwares:

e Sistema Operacional Windows 11 pro;
e Suite Office 2021 ESD PRO PLUS;
e Antivirus Kapersky Endpoint Security.

Ap6s checagem fisica e técnica com uso do manual (em anexo), 0 equipamento apresentado
ATENDE a todos 0s requisitos técnicos minimos exigidos no Termo de Referéncia.

Cordialmente,

e

Celso Ricardb
Mat: 500.159
Tecnologia da Informagado

Nome: €€ Z $o Nome:
Matricula: & 00760\ Matricula:
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General
Specifications

AMD Ryzen™ 7 5825U

Regional Availability: Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM

Platform: Laptop

product Family: AMD Ryzen™ Processors

Product Line: AMD Ryzen™ 7 Mobile Processors with Radeon™ Graphics
# of CPU Cores: 8

# of Threads: 16

Max. Boost Clock@: Up to 4.5GHz

Base Clock: 2.0GHz

L1 Cache: 512KB

L2 Cache: 4MB

L3 Cache:/~ VB



Default TDP: 15W

b b o i

PROCESSO N&:2 3

Processor Technology for CPU Cores: TSMC 7nm FinFET DATA DE INICIO: 4= /oo,
RUBRICA: B Fis: \Ab3
UBRIGA: WA ¥ia 1700
Unlocked for Overclocking®: No ﬂg
CPU Socket: FP6
Max. Operating Temperature (Tjmax): 95°C S
Launch Date: 1/30/2022
*0S Support: Windows 11 - 64-Bit Edition
Windows 10 - 64-Bit Edition
RHEL x86 64-Bit
Ubuntu x86 64-Bit
*QOperating System (O5) support will vary by manufacturer.
Conne nﬂm<mﬁ< PCI Express® Version: PCle® 3.0
System Memory Type: DDR4
Memory Channels: 2
Max Memory Speed:
2x1R DDR4-3200
2x1R LPDDR4x-4267
m—.m_u—..mnm Graphics Model: AMD Radeon™ Graphics

Capabilities

Graphics Core Count: 8



Graphics Frequency: 2000 MHz

N
Product IDs Product ID Tray: 100-000000580 e
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Produtos ~~

Pagina Inicial Softwares e drivers  Diagnosticos Contato  Suporte de Negocios ~ MinhacontaHP

Especificacfes do Notebook HP ProBook 445 G9 de 14 polegadas

Saiba mais sobre 0S recursos e especificagdes do Notebook HP ProBook 445 GS de 14 polegadas.

Detalhes do produto

Saiba mais sobre o hardware e software do Notebook HP ProBook 445 G3 de 14 polegadas. Os recursos e 05 componentes do
computador variam de acordo com a configu. ;a0 personalizada. , . —




Recurso . . Descrigéo

Pré-instalado (Windows) . Windows 10 Pro (disponivel pelos direitos de downgrade do Windows 11 Pro)

NOTA: Esse sistema vem pré-instalado com 0 Windows 10 Pro e ﬁm_chB vem com

uma licenca para o Windows 11 Pro e provisdo para software de recuperacdo. .
\Vocé pode usar apenas uma versao do Windows por vez. Para alternar entre as =
versdes, vocé tera que desinstalar uma vers3o e instalar a outra. Faga o backup de ” 3
todos os seus dados antes de desinstalar e instalar sistemas operacionais para .

evitar perda de dados.

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education

Windows 11 Home

Wwindows 11 Home Single Language

NOTA: A HP recomenda 0 Windows 11 Pro for Business.

Windows 11 Pro (o Windows 11 Enterprise esta disponivel com um Contrato de Licenca
de Volume)

NOTA: De acordo com a politica de suporte da Microsoft, este produto ndo é

compativel com Windows 8 ou Windows 7. A HP ndo oferece suporte ao sistema
operacional Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com
processadores Intel e AMD de 72 geragao ou posterior, nem fornece quaisquer
drivers para Windows 8 ou Windows 7.

Pré-instalado (outro) FreeD0OS 1.2




Recurso Descricao

AMD Ryzen 7 5825U | 2,00 GHz de frequéncia basica

]
H
i
|
|

Cache L3 de 16 MB, 8 nucleos e 16 threads

AMD Ryzen 556250 = 2,30 GHz de frequéncia basica
Cache L3 de 16 MB, 6 ntcleos e 12 threads SOMAR o
_ PROCESSO N23 Y22 Lo 1
AMD Ryzen 3 5425U 2.70 GHz de frequéncia basica | RUBRRICA: ﬁ J _FLS: .uwnﬁwv
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Cache L3 de 8 MB, 4 nucleos e 8 threads

Chipset " Integrado ao processador

NOTA: Os processadores com multiplos ntcleos foram projetados para melhorar 0 desempenho de determinados produtos de
<oftware. Talvez vocé nao se beneficie necessariamente do uso dessa tecnologia. 0 desempenho e a frequéncia de clock variam de
cordo com a carga de trabalho dos aplicativos e a configuragdo de hardware e software. A numeracao AMD nao representa uma
medida de desempenho superior.

A velocidade do processador denota o modo maximo de desempenho; 0s processadores funcionam em velocidades mais baixas no
modo de otimizacdo de bateria.

MEMORIA
Recurso ~ Descricao
Padrao  Compativel com memoria de canal duplo

Memdria DDR4-3200 SDRAM (o sistema 6 executado a 3200 MT/s)
(2) slol e DDR4 SODIMM (acessiveis/atualizaveis L cliente)
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KEY SPECIFICATIONS

CL4 Series Nvme™ PCle® SSD
fansdomnlifinihaalhesinntisicid il it

CL4-3D256
CL4-4D256 CL4-4D512

CL4-8D256

CL4-3D512 CL4-3D1024
CL4-4D1024
CL4-8D1024

Capacity 256GB 512GB
NVMe™ PCle® Gen 4 x4

Interface
M2 2230M22242M22280

Form Factor

3.700/2,600 MB/s

3,500/2,100 MB/s
450K/400K IOPS

3,200/2,100 MB/s
4000K/350K IOPS

Sequential Read/Wrie’
400K/350K IOPS

4K Random Read/Write'

e ———— 50000  pROCESSO N&2) 2212022
[ -1 2 millon hoursy 4T DE INFCIOH S [o2 (2025
3Yeas RUBRICA:___{IL_Fi= AR

-ower on/off cycles
MTBF
Warranty

LDPC Ge 4 Engine
Supported

ECC
S.M.ART.
NVMe Deallocate

H .Suppor'ted
Optional

TCG-OPAL 2.0

Idle/Active Mode | 1W/8.25W
' 5mW

Sléep Mode

01070°C
4010 85°C
500 ms

" QOperating Temperature

Non-operating Temperature

Power-On Ready?

bject to change without notice. Product image is sample only. Not actual product.

rformance, may vary depending on host device, OS and application ?UBER - Unrecovered Bit Error Rate 3MTBF - Mean Time Between Failures based on parts stress analysis

Specifications and data are sul
1Based on internal testing, pe

For more information, please visit:

ssstc.com

HEADQUARTERS © 2021 Solid State Storage Technology Corporation. Al rights reserved.

12F, 392, Ruey Kuang Road, Neihu, ¢

Taipei 114, Taiwan R.O.C Solid State Starage Technolegy Corporation (SSSTC) is a global leader in the design, d
manufacturing of Solid State Drives (55Ds). SSSTC offers customized solutions to PC Cli

Solutions, Enterprise/Data Center, and Cloud and Edge Computing markets.

evelopment, and
ent, Industrial

SOLID STATE STORAGE TECH. USA CORP. 2
726 5. Hillview Dr., Milpitas, CA 95035
ssd.ussupport@ssstc.com All trademarks and registered tradlemarks are the property of their respective owners. :
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w PROCESSO N%: 33 212000
4 DE INECIQ: b /02 klows
RITRGU LN DF SRS € DORAS DE e rry ".“.1-.'.}.7_. ) ___thw F‘LP",T._)I l’:)
DE: Departamento de Tl N2 PROCESSO: 3722/2022

PARA: Pregdo Presencial 21/2023 DATA: 06/09/2023
ASSUNTO: Parecer sobre analise de amostras do LOTE 1 - ltem 1.5. - Estagdo de trabalho
portétil (notebook) avangado

Prezada Senhora Pregoeira,

Apo6s a realizagdo de analise do equipamento disponibilizado no dia 04 de setembro de 2023,
pelo licitante vencedor do LOTE 1 ITEM 1.5 — KM CONSULTORIA, REPRESENTACOES E
PRODUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado com o CNPJ n® 20.748.820/0001-73. Em
face de requisito necessario ao Processo n® 3722/2022 ocorrido por meio do pregao presencial
21/2023 apuramos o seguinte:

Referente ao LOTE 1 - Item 1.5 — - Estagdo de trabalho portatil (notebook) avan¢ado

Modelo apresentado: equipamento de montagem propria

1. Andélise de conformidade com as especificacdes

N3o serdo admitidos configuragdes, ajuste ou X
alteracdes que impliquem no funcionamento
fora as condicdes normais recomendadas pelo
fabricante do equipamento, tais como:
alteracdes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de memédria, uso de

drivers ndo homologados, etc.

Geral

Dever4 possuir chipset do mesmo fabricante do x
processador.

Suportar ACPI (Advanced Configuration and
Power Interface), com controle automatico de X
rotacdo do ventilador da CPU

Devera possuir, integrado a placa-mae do
computador (on-board), sem adaptagoes,
subsistema de seguranca TPM (Trusted
Platform Module) compativel com a norma X
Placa Mie TPM Specification Version 2.0 ou superior
especificada pelo TCG (Trusted Computing
Group).

Suportar Boot por pen drive ou drive X
conectado ao USB

Suportar autenticagao IEEE 802.1x nas
interfaces de rede integradas para autenticagao X
na rede corporativa, mesmo que o sistema
operacional ndo tenha sido inicializado.

Devera ser do mesmo fabricante do
microcomputador, ou fabricada sob sua X

especificacio, ndo sendo aceito 0 emprego d%/) *
("




A SOMAR
e r L~ Y. ¥
LT PROCESSO N%3 102 1208

ATRGIUN ALINICHL DE SERACCE £ OERAS OE MANCA

L, e tell
() __Fs: AN

placas-mies de livre comercializa¢io no
mercado

A placa-mie fornecida devera ser totalmente X
compativel com o processador ofertado

Possuir intetface de disco rigido padrio SATA
111 de 6GB/s, ou versio superior, integrada e X
compativel com os periféricos adiante

especificados

Atualizacio corretiva da BIOS, através de
software préprio do fabricante (publicagoes no X
site) ou homologado por ele

Compativel com o padrio Plug & Play

Suportar SMBIOS (System Management BIOS) na
versdo 2.3 ou supetior.

BIOS portugués ou inglés, em conformidade
com a especificagao UEFI 2.1

(http:/ /www.uefi.org), e capturavel pela
aplicagio de inventario. O fabricante devera X
possuir compatibilidade com o padrio UEFI
comprovada através do site

http:// www.uefi.org/members, na categoria
membros

Suporte 4 tecnologia de previsao e
contingenciamento de falhas de disco tigido X
S.M.A.R.T habilitada

Possuir funcio de registro de niimero de sétie X
BIOS da placa-mie com leitura remota

Deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante
do equipamento ou via Copyright. O fabricante
do computador deverd possuir livre direito de
edicdo sobre a BIOS, garantindo assim
adaptabilidade do conjunto adquitido. Caso a X
mesma seja fornecida em regime de copyright,
o Fabricante da BIOS deveri atestar o livre
direito de edicdo por parte do Fabricante do
equipamento

Deve possuir sistema integrado de diagnostico
que permita verificar a satde do sistema, bem
como diagnéstico na BIOS em modo griafico
em dois modos (simples e avangado), capaz de
verificar os seguintes itens: Slots PCI/PCI X
Express; Saidas de video; Unidades de
Armazenamento; Boot do sistema opf:racional;
Funcionalidade de portas USB; Sistema de
ventilagio; processador e Memoria RAM

e

Possui ferramenta que possibilita realizar a
formatacio definitiva dos dispositivos de X
armazenamento conectados ao equipamento
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Processador

Deve possuir arquitetura x86, 64 (sessenta e
quarto) bits

Deve possuir TDP (Thermal Design Power —
quantidade de poténcia que o sistema de
resfriamento do processador deve ser capaz de
dissipar) de, no miximo, 125 W.

Deve ser de geragio disponivel pelo fabricante
do processador no mercado nacional, com
processo de fabricagdo vigente, nao podendo
estar em descontinuidade.

Possuir no minimo 14 nicleos e 20 threads

Possuir frequéncia base de 2.3GHz ¢
frequéncia turbo de 4.7GHz

Possuir memoria cache de no minimo 24 mb

X | X | X | X

Memoria RAM

32 (trinta e dois) Gigabytes de memoria RAM —
DDR-5 com no minimo 4.800 Mhz, ou
superior, configurados no modo dual channel
ou superioft.

x

Unidade de
armazenamento
SATA

SSD M.2 NVME 1TB - Geragio 3 - [2.000
MB/s]

Interfaces de
Comunicagio

Dispositivo de rede sem fio nos padroes
802.11a, 802.11ac, 802.11g e 802.11n ou,
alternativamente, dispositivo de rede sem fio
nos padrdes 802.11b, 802.11ac, 802.11ge
802.11n.

Controlador sem fio com suporte a 24 Ghzeb
Ghz de banda. Antena wi-fi de dupla—banda
(Dual-Band) interna

Bluetooth 5.2

Entrada/Saida

1 USB Type C com TBT4, USB 3.2 Ger 2x1
Type A 10Gb/s, USB 3.2 Ger 1x1 Type A
5Gb/s, Conexio P2 para Microfone, Saida
HDMI 2.1, R]-45 REDE 10/100/1000/2500,
1 Leitor de cartio Micro SD.

Audio

Controladora de dudio estéreo 24 bits com
suporte a “High Definition Audio” ou
Arquitetura de Audio Unificada

Video

15.6" QHD WVA (2650x1440p) ) - 165Hz /
Matte / Contraste: 1000:1 / Brilho 300 cd/m?
Placa de video integrada RTX 3060 6gb

GDDR6
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Webcam

Cimera integrada de alta resolugio (720p HD)
ou superior

X

19.5V, 9.23A, 180W, Peso: 430g

Alimentagio

Deverio ser fornecidos cabos de energia com
plugues atendendo a nova padronizagao
brasileira para tomadas e plugues elétricos
(norma NBR 14136)

Cortespondente com 0 padrio ABNT II.

O funcionamento devera ser perfeito quando o
sistema operacional estiver configurado para o
Teclado Brasileiro padrio ABNT I1.

Teclado

Teclado Retro iluminagio em RGB — Padrio
ABNT2

Impressio das teclas do tipo permanente, nao
podendo apresentar desgaste pot abrasao ou
uso prolongado

x

Teclas Windows logo (acesso a0 menu iniciar)
e aplicagao (acesso a0 menu de atalhos:
equivalente ao botio direito do mouse).

Dois botoes e “scroll wheel”, formato
ergondmico ¢ ambidestro (simétrico).

Tecnologia 6ptica (sem esfera).

Mouse Optico

Resolucio de 1000 dpi ou superior

(n#o integrado)

Devera ser da mesma cor predominante do
gabinete do equipamento

Poders ser de outra marca, desde que
homologada pelo fabricante do equipamento.

Plug-and-play compativel com Windows 11
Professional.

X[ [X|X|[X|X]| X

Adequagio as

O equipamento deve seguir a diretiva de RoHs

politicas e (Restriction of Hazardous Substances) em seu
normas de processo de fabricagdo. A exigéncia visa a X
seguranga ¢ restricio de uso de substincias nocivas no
ergonomia processo de fabricagao dos equipamentos
Os equipamentos ofertados (Marca ¢ Modelo)
nio deverdo estar em processo de
descontinuidade e nio deverao ser
descontinuados até 60 (sessenta) dias apos a X
data da abertura do certame. A licitante devera
Compatibilidade | apresentar declaracio do fabricante como

comprovagio

Deve ser de responsabilidade da Contratada a
entrega de todos os drivers de dispositivos de
hardware instalados nos equipamentos,

especificamente para o sistema operacional |
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exigido, sendo dispensada a entrega dos drivers
que estejam incluidos no pacote do referido
sistema operacional.

Todos os equipamentos a serem entregues
deverio ser idénticos, ou seja, todos os
componentes externos € internos com os
mesmos modelos e matca dos utilizados nos X
equipamentos enviados para homologagao,
conforme previsto no item “3 - Descri¢ao da
solucio a ser contratada”

Deveré o equipamento vir acompanhado de
maleta ou mochila para transporte e prote¢ao,
em couro, poliéster, poliuretano ou nylon, na
cor preta (ou igual 2 do equipamento), com
acabamento interno / externo acolchoado,
reforcado para protegio extra, com alca X
temovivel e bolsos interno (para documentos e
objetos) e externo (para acomodar carregador e
mouse), garantida a efetiva resisténcia ao
equipamento. Devera ser entregue todos cabos,
e conectotes necessarios ao funcionamento do
equipamento.

Acessorios

RESULTADO: ITEM APROVADO

O equipamento ofertado é superior ao solicitado. O processador apresenta 24 nucleos e 32
threads, acima do solicitado de 14 nucleos e 20 threads, além de possuir meméria cache de 36
mb, superior ao solicitado de 24mb. No item placa de video foi solicitado placa RTX 3060 de 6Gbs
GDDRS6, porém foi apresentado superior a0 solicitado, o item apresentado foi a placa RTX 4070
de 8Gbs GDDR6.

Foi apresentado os seguintes softwares:

e Sistema Operacional Windows 11 pro;
e Suite Office 2021 ESD PRO PLUS;
e Antivirus Kapersky Endpoint Security.

Apds checagem fisica e técnica com uso do manual (em anexo), o equipamento apresentado
ATENDE a todos os requisitos técnicos minimos exigidos no Termo de Referéncia.

Cordialmente, 6-,/

Celso Ricak'do
Mat: 500.159 '
Tecnologia da Informagdo /)? A

Nome: £S48 © Nome:

Matricula:&c076 0) Matricula:
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Especificagdes Completas ALIENWARE M16h

o Processador

13* geragdo de Intel® Core™ i9-13900HX (24-core, cache de 36MB, ate
5.4GHz Max Turbo)

Sistema operacional
Windows 11 Pro, portugués (Brasil)

Placa de video
NVIDIA® GeForce® RTX™ 4070, 8GB GDDR6

Tela
QHD+ de 16" (2560 x 1600), 240Hz, 3ms, ComfortView Plus, NVIDIA G-
SYNC + DDS, 100% DCI-P3, camera FHD IR

Memoria
Memoria de 32GB (2x16GB), DDRS5, 4800MHz; Expansivel até¢ 64GB

Armazenamento
SSD de 1TB PCle NVMe M.2

Cor
Dark Metallic Moon - Grafite

Microsoft Office
Pacote Office pré-instalado (ativagdo mediante assinatura)

Software de Seguranc¢a
Sem antivirus

« Assisténcia técnica
1 ano de garantia basica via correios

Complete Care
Sem Complete Care

Teclado
Teclado Alienware mSeries com iluminagdo AlienFX LED RGB por tecla, em
Portugués

Portas

2 portas Type-C™ (Thunderbolt™ 4.0, USB 4 Gen 2, DisplayPort 1.4 ¢
fornecimento de energia de 15 W (3A/ 5V))

| USB Type-A 3.2 de 1° geragdo

1 porta de saida HDMI 2.1

1 Mini DisplayPort 1.4 ‘D%
yZ y



1 porta de entrada de energia/CC

1 porta Ethernet RJ45

1 porta USB 3.2 Type-A de 1* geragéo com PowerShare
1 entrada global para headset

Slots .
1 slot de cartao SD SOMAR .

PROCESSO N:5722 Jodou
e DATA DE INICIO: 42/02, /202
ok e i rusnicA: (A FLS: A3
Largura: 36,89 cm RUBIALAL e 3

Profundidade: 28,99 cm
Peso: 3,25 kg

Camera .

Camera FHD de 1080p a 30 fps (para computadores com QHD de 165 Hz)
Camera FHD IR de 1080p a 30 fps (para computadores com QHD de 240 Hz)
Microfones de matriz dupla

Audio e alto-falantes
Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 =4 W no total
Realtek ALC3254

Chassi
Zonas com iluminac¢io AlienFX
Programavel com ateé 16,8 milhdes de cores

Opgoes de cores
Dark Metallic Moon

Recursos personalizados

Alienware Command Center

Tecnologia de iluminagdo AlienFX

Biblioteca de games com funcionalidade de perfil de game e ajuste automatico
Fusion (inclui suporte para os perfis Overclock, Thermal, Power, Audio e Audio
Recon)

Teclado
Teclado Alienware mSeries com iluminagio AlienFX LED RGB por tecla

Touchpad
Touchpad com recurso multitoque ativado por gestos com rolagem integrada

Wireless
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX 1675, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com
Bluetooth®

Bateria principal
Bateria de 6 células e 86 Wh (integrada)

A
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Adaptador CA 330 Watts (Bivolt) o B &
Regulamentacao

Data sheets ambientais e de seguranca do produto (em inglés)

Pagina inicial de conformidade regulamentar da Dell (em inglés)
A Dell ¢ 0 meio ambiente

FONTE: SITE DA DELL

https://www.dell.com/pt-br/shop/ notebooks-pcs-e-acess%C3%B3rios-gamer/notebook-gamer-
alienware-m16/spd/alienware-m16-rl-laptop



06/09/2023, 13:08 Processador Intel® Core™ i9-13900HX

R ® Q

Produtos Intel®

Pracessadores Intel”

Familia de processadores

Processador Intel® Core™ i9-13900HX
cache de 36 M, até 5,40 GHz

Processador Intel® Core™ i9-13900HX
cache de 36 M, até 5,40 GHz
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D Adicionar para comparar

Especificagdes

Baixe as especificagdes ¢

Essenciais

Colecdo de produtos

Processadores Intel® Core™ i9 da 132 Geracao

Codinome Produtos com denominagao anterior Raptor
Lake

Segmento vertical Mobile

Numero do processador i9-13900HX

Litografia @ Intel 7

Preco recomendado para o cliente 0] $668.00

Especificagdes da CPU

Numero de nicleos @ 24

N2 de Performance-cores 8

N¢ de Efficient-cores 16

Ne de threads @ 32

Frequéncia turbo max @ 5.40 GHz

Frequéncia da Tecnologia Intel® Turbo Boost 5.40 GHz

Max3.0' @

Frequéncia turbo max. do Performance-core 5.40 GHz

Frequéncia turbo max. do Efficient-core ® 3.90 GHz

Cache @

https;n'fwww.intel.com.brlconlent!wwfbrfptlproductslsku12321 71/intel-core-

36 MB Intel® Smart Cache

i91 3900hx-processor-ssm-cache-up4t0-5-40-ghzlspeciﬁcations.html

1/5
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Poténcia basica do processador @
Energia turbo maxima @

Poténcia minima garantida

Informacdes complementares

Status
Data de introducao @
Opgbes integradas disponiveis ®

Ficha técnica

Especificagdes de memdria

Tamanho maximo de memdria (de acordo
com o tipo de memoria) @

Tipos de memdria &

N2 maximo de canais de memoria ®

Largura de banda maxima da memdria ®

Graficos de processador

Graficos do processador ' @

Méxima frequéncia dinamica da placa grafica
@

Saida grafica ®

Unidades de Execugao ®

Resolugdo maxima (HOM} @

Resolucio maxima (DP)} @

Resolucdo maxima (eDP - tela plana
integrada)t @

Suporte para DirectX* @

Suporte para OpenGL* @

Suporte a OpenCL* @

Mecanismos de Codec Multiformatos @
Intel® Quick Sync Video ®

Ne de monitores aceitos '

ID do dispositivo

Opgdes de expansao

intel.com .brlcontentfwwwlbrlptfproduétslskul2321 71/intel-core-i91 3900hx-processor—36m-cache-up—to—5-40-ghz.’speciﬁcations. html
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Launched
Q123
Nao

Ver agora

192 GB

Up to DDR5 5600 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s
2

89.6 GB/s

Graficos UHD Intel® para processadores Intel®
da 132 Geragdo

1.65 GHz

eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
32

4096 x 2160 @ 60Hz

7680 x 4320 @ 60Hz

5120 x 3200 @ 120Hz

12.1
4.6
3.0

Sim

OxA788

2/5
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Processador Intel® Core™ i9-13900HX

Revisdo da Interface de Midia Direta (DMI)
N2 max. de pistas DMI

Escalabilidade

Revisdo de PC| Express @

Configuragdes PCl Express’ 3

N2 maximo de linhas PCl Express @

Especificacdes de encapsulamento

Soquetes suportados &
Configuragao maxima da CPU

Tiuncrion @

Tamanho do pacote

Tecnologias avangadas

Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® @
Intel® Thread Director

Tecnologia Intel® Smart Sound @

Intel® Wake on Voice @

Audio de alta defini¢do Intel® @

MIPI SoundWire* @

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
®

Tecnologia Intel® Adaptix™ @

Tecnologia Intel® Speed Shift @
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0' @
Tecnologia Hyper-Threading Intel®” @
Conjunto de instrucdes ®

Extensdes do conjunto de instrucbes @

4.0

SOMAR
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Up to 1x16+4, 2x8+4 et e}

20

FCBGA1964
1
100°C

450 mm x 37.5 mm

3.0
Sim
Sim
Sim
Sim
1.2

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
64-bit

Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2

Tecnologias de menitoramento térmico & Sim
Acesso de Memoéria Flexivel Intel® @ Sim
Intel® Volume Management Device (VMD - Sim
Dispositivo de Gerenciamento de Volume) @
Seguranga e confiabilidade /’]
Novas instrugdes Intel® AES @ Sim %
Chave Segura @ Sim
Intel® OS Guard Sim
Intel® Boot Guard &® Sim
e-i91 3900hx—processor-Sﬁm—cache—up-to-5—40-ghzlspeciﬁcations.htm! 3/5
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Tecnologia de virtualizagdo Intel® (VT-x)" @ Sim 4 < 3'\52 2 Yo
DATA pE mfc;%?‘“‘“—ﬁ
Tecnologia de virtualizagdo Intel® para E/S Sim BRI ~ “'ZJCZ..ZZ/ "

dirigida (VT-d)' @ CA-

(¥ %)

__.J-_...;%Hpm_s; ﬁfﬂ
Intel® VT-x com Tabelas de paginas Sim vy el
estendidas (EPT)" @

Todas as informagdes fornecidas estao sujeitas a alteragdes a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pede alterar o ciclo devida
da fabricago, as especificagBes e as descrigoes dos produtos a qualguer momento, sem aviso prévio. As informagées aqul contidas sao
fornecidas "no estado em que se encontram’ e a Intel ndo atribui qualquer declaragdo ou garantias relacionadas a precisao das
infarmacges, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter
mais informagdes sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificagbes da Intel sao apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento € consistem nas nimeros ECCN (NGmero de
Classificagao de Controle de Exportagdes) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisguer usos das classificagdes da Intel sdo
sem os recursos da Intel e ndo devem ser interpretados como uma representagdo ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado.
Como exportadora efou Importadora, sua empresa € responsavel por determinar a classificagiio correta de sua transagao.

Consulte a Ficha técnica para obter definigBes formais de propriedades e recursos de produtos.

1 Este recurso pode ndo estar disponivel em todos os sistemas de computacao. Verifique com o fornecedor do sisterna para determinar
se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificacdes de seu sistema (motherboard, pracessador, chipset, alimentagao, HDD,
controle grafico, memdria, BIOS, drivers, monitar de maquina virtual [VMM)], software de plataforma e/ou sistema cperacional) para
saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros beneficios deste recurso podem variar,
dependendo das configuragdes do sistema.
Os numeros dos processadores Intel ndo 3o indicagdo de desempenho. Os nimeros dos processadores diferenciam recursos dentro de
cada familia de processador, e nao entre familias diferentes de processadores. Consulte
https:f,l'www.intel.com‘t!r,‘mntenljmnw[br,’pt/prucessorS.fprOCEssor-hurnbers.html
para abter mais detalhes.

SKUs "anunciades” ainda ndo estdo disponiveis. Faver consultar a data de lancamento para a disponibilidade no mercado.
Cansulte https:/fwww.intel.com.br/content fwww/br.ipt,'archilec1ure-and-technology,’hyper-lhreadlng,’hyper—thread|ng-technotcgy.mmi?
wapkw=hyper+threading

para obter mais informagdes, incluindo detalhes sobre quais processadores 530 compativeis
coma Tecnologia Hyper-Threading Intel®.
Alguns produtos suportam as novas instrugbes AES com uma atualizagdo da Configuragio do processador, em particular, i7-

2630QM/i7-26350M, i7-2670QM/i7-2675QM, {5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M, Favor entrar em contato com o OEM parao
BIOS que inclui a mais recente atualizacao da Configuragao do processador,

Informagdes sobre a empresa
NoSS0 COMPromisso
Diversidade e inclusdo
Relacdes com investidores
Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos

f W in o

@ Intel Corporation

Termos de uso

“Marcas comerciais —
Cookies

Privacidade

Transparéncia da cadeira de fornecimento

As tecriologias Intel* podem exigir ativagdo de hardware, software especifico ou de servigos. // Nenhum praduto ou componente
pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com O UsO, &
configuragao e outros fatores. // Veja nossas Avisos e isencdes de responsabilidade legais completos

https:/iwww.intel.com bricontent/www/br/pt/products/sku/232171 Jintel-core-i913900hx-processor-36m-cache-u p-to-5-40-ghz/specifications. html 415
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.}/ Alntel esté comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos

humanos. Consulte Principios Globais de Direitos Hurmanaos
da Intel. Os produtos e software da Intel s&o destinados a serem utilizados apenas em aplicagées que nda causem ou

contribuam com a violagio de um direito humana reconhecido internacionalmente.
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